第一部分 微机硬件原理与组装


第一章 微机硬件组成

1.1  PC机的由来

计算机主要由运算器、控制器、存储器和输入输出等设备构成。20世纪70年代初期，由于大规模集成电路技术的发展，可以把运算器和控制器集成在一个芯片上，构成中央处理器(Central Processing Unit，CPU)，也称微处理器。微电子技术的发展和微处理器的出现，人们才有可能将计算机所有的部件安装在一个小小的机箱之内，微型计算机—微机才由人们最初的梦想变为可能。

1981年8月12日，IBM公司在纽约宣布IBM PC机（即Personal Computer个人计算机的简称）面世，计算机从此进入了个人电脑的新纪元。第一台IBM PC采用Intel的8088微处理器芯片，主频4.77MHz，有64KB内存，采用低分辨率单色显示器，使用单面160K软盘存储文件和操作系统，配备了微软公司编写的MS-DOS 1.0操作系统软件。

IBM PC机问世的意义在于：它采用了开放的标准。当时美国苹果公司的Apple II早已于1977年推出，为了抢夺已被苹果机占据的微机市场，IBM公开了所有技术细节和设计规范，并允许其它公司制造符合这些规范的PC机零部件甚至整机。对于IBM来说，迈出这一步非同小可，不仅使广大用户认可了PC机，而且促使世界各地的电子厂商争相转产PC机，仿造出来的产品就是PC兼容机，就是我们现在通常所说的PC机。
1982年以后，Intel公司陆续发布了80286处理器、386处理器和486处理器。随着微处理器的不断升级，PC机也随之不断地更新换代，之后PC机的名称就以微处理器的型号来命名。例如，由80286处理器制成的微机就是286微机；由80386处理器构成的微机被称为386微机。PC机的性能不断得到提高，应用范围也日趋扩大，最终，PC机成为微机市场的主流产品，PC机也成为微机的代名词。在以后的章节中，如果不加特别说明的话，我们所说的微机就是指PC机。
IBM的开放政策激发了“组装”PC产业的成长，形成了目前规模巨大的PC产业。20多年后的今天，全世界一年大约要卖出一亿多台PC机。成千上万的公司专注于制造PC机上的某个部件，有些公司干脆从第三方企业手中购买所有零部件，自己只完成装配的过程。现在，PC机已经进入千家万户，PC机也从普通的台式电脑演变成现在的笔记本电脑、多媒体电脑、网络PC、掌上电脑(Pocket PC)。
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1.2  PC机的组成
一台微机有很多硬件组成，这些硬件的功能各异，各自完成相应的工作，如输入、输出、运算和存储。从外观上，我们平时所见到的微机由显示器、键盘、鼠标、音箱和主机等部分组成，主机是一台微机的主要部件。在后面的章节中，我们主要介绍微机主机的构成及相关的概念。
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图1.2  微型计算机的外观

1.2.1 显示器
显示器是计算机必不可少的部件之一，没有了显示器，就无法实现人机交流。显示器的好坏直接关系到用户的健康，特别是眼睛的健康。显示器的种类较多，按不同的方法可以划分出不同的种类。

1、显示器的种类

(1)按显像管分类

按显示器的显像管分类，可以将显示器分为电子枪束产生图像的CRT(Cathode Ray Tube)显示器和LCD(Liquid Crystal Display)显示器。CRT显示器是目前普及率最高的显示器。 而LCD显示器与传统的CRT显示器相比，显得小巧轻便，同时LCD显示器耗电量和辐射量都较小，可以很好地保障用户身体的健康。但是目前液晶显示器价格较高，显示的分辨率和色彩方面还赶不上CRT显示器。

(2)按屏幕大小分类

显示器按显示屏的大小可以分为15英寸、17英寸、19英寸和21英寸的显示器，需注意的是，可视面积与显示屏大小是有区别的。CRT显示器由于工艺等方面的原因，导致其显示屏不能完全显示内容，即可视面积比标称的显示屏要小一些。一般情况下，17英寸的CRT显示器，其可视面积约为16英寸。LCD显示器就不一样了，其显示屏的大小与可视面积是一致的。这就是为什么17英寸CRT显示器与15英寸LCD显示器看上去大小差不多的原因。

(3)按其显示色彩分类

显示器按其显示色彩来分类，可分为单色显示器和彩色显示器。目前单色显示器除了在一些特殊的场合还能见到外，已经很少使用，彩色显示器是主流。

(4)按显示屏的形状分类

显示器按显示屏的形状分类，可分为球面显示器和纯平显示器。球面显示器多见于早期14英寸和15英寸的CRT显示器，而纯平显示器则多见于17英寸及更大的CRT显示器或LCD显示器。

2、CRT显示器的技术指标

CRT显示器是目前使用广泛的一种显示器，它具有高性能和低价格等诸多优点。对于一台CRT显示器性能的好坏，可以从以下几个方面进行考虑。

(1)点距

点距是指显像管水平方向上相邻同色荧光粉像素间的距离。点距越小，显示屏幕上的图像也越细腻。这就要求显示器的会聚性能良好，才可以达到最佳的效果。现在主流的显示器点距分别为0.28mm、0.27mm、0.26mm、0.25mm、0.24mm、0.21mm。

(2)分辨率

分辨率是屏幕上可以容纳像素点的总和。分辨率越高，屏幕上的像素越多，图像就更加精细，单位面积中所能显示的内容也越多。一般说来，只要显示器的视频带宽大于某分辨率可接受的带宽，它就能达到这一个分辨率。同时，分辨率还分为最高分辨率和最佳分辨率，最高分辨率是指显示器支持的最高显示分辨率，当显示器设为最高分辨率时，显示器的刷新频率会降为65Hz以下，这样容易造成眼睛的疲劳。而最佳分辨率是指该显示器在工作时最合适的分辨率，同时显示器的刷新频率会在85Hz以上。如现在17英寸的CRT显示器其最高分辨率可达1600×1200，刷新频率为65Hz；最佳分辨率为1024×768，刷新频率为85Hz。

(3)刷新频率

荧光屏中的电子枪打到屏幕上以自左到右、自上而下的顺序进行扫描，扫完整个屏幕为一次刷新，每秒钟扫完屏幕的次数称为刷新频率。刷新频率的高低对人的眼睛有很大影响，显示器的刷新频率越高，图像闪烁和抖动就越不明显，长时间的工作也不至于引起头晕目眩等症状。现在的显示器一般在最佳分辨率下都可以工作在85Hz以上，因为在85Hz以上的刷新频率工作时，人眼基本感觉不到显示器在闪烁。

(4)视频带宽

视频带宽是指每秒钟显示器的电子枪扫描过的总像素数，这决定了显示器所能达到的最高工作频率。在理论上，视频带宽＝水平像素×垂直像素×刷新频率。但在实际应用之中，为了避免图像边缘的信号衰减，保持图像的清晰，电子枪的扫描范围略大，水平方向大于25％，垂直方向大于8％，过程扫描系数为8％，所以，真正的视频带宽应该再乘以1.5。显示器的视频带宽是决定显示器性能好坏的重要指标，其值越大，表明显示器的性能越好，同时价格也会较贵。

3、液晶显示器

液晶显示器(LCD)是纯平的显示器，液晶显示器可分为无源阵列彩显DSTN-LCD和薄膜晶体管有源阵列彩显TFT-LCD。确切来说，DSTN-LCD显示屏不能算是真正的彩色显示器，因为屏幕上每个像素的亮度与对比度是不能单独控制的。因此DSTN-LCD又被称为伪彩显。DSTN-LCD主要用于早期的笔记本电脑，目前在计算机领域多采用TFT-LCD。TFT-LCD屏幕上的每个像素都由集成在像素点后面的薄膜晶体管控制，使得每个像素都可以被单独控制，从而显示出更真实的效果。目前笔记本电脑使用的显示屏和个人计算机使用的液晶显示器采用的都是TFT-LCD。

4、液晶显示器的技术指标

液晶显示器采用的技术与CRT显示器大不相同，因此技术指标也不尽相同。

(1)点距

受技术方面的限制，液晶显示器的点距比CRT显示器略大，普遍为0.297mm，高端的液晶显示器点距可达0.264mm。

(2)分辨率

液晶显示器的分辨率也与CRT显示器的分辨率不同。一般情况下厂商会提供其最佳的分辨率。无特殊情况最好使其工作在最佳分辨率状态下，否则可能出现显示错误的情况，如文字显示不清楚等。主流的15英寸液晶显示器最佳分辨率多为1024×768。

(3)刷新频率

液晶显示器是对整个画面进行扫描刷新，不像CRT显示器那样以扫描线的方式来扫描刷新，因此液晶显示器的刷新频率即使在65Hz以下，人眼也不会感觉到显示器的闪烁。15英寸液晶显示器在1024×768的最佳分辨率下，其刷新频率可达到75Hz。

(4)亮度与对比度

亮度与对比度是液晶显示器比较重要的技术指标之一，现在液晶显示器的亮度多为  280CD/m2，有的液晶显示器亮度甚至达到了500CD／m2。在对比度方面，液晶显示器的对比度愈高，显示的效果也越佳，如15英寸液晶显示器的对比度可达400：1。

(5)响应时间

液晶显示器的响应时间以ms(毫秒)为单位，指的是一个亮点转换为暗点的速度。响应  时间较长时，用户会看到显示屏有拖尾的现象，从而影响整个画面的效果。当响应时间较短时，拖尾的现象就会消失，从而保障显示的质量。目前15英寸液晶显示器的响应时间多为25ms或16ms，基本可以消除拖尾现象。

(6)可视角度

CRT显示器有180°的可视角度，而早期的液晶显示器可视角度很小，这样当人眼与显示屏的角度稍大一点时，就无法看清显示的内容。现在的液晶显示器有了长足的进步，其可视角度也大大增加。可视角度分为水平的可视角度和垂直的可视角度。目前15英寸液晶显示器水平可视角度和垂直可视用度都可以达到170°。

(7)坏点

由于液晶显示器的显示面板采用的是一个个的发光点，因此难免会出现坏点现象。所谓的坏点是指某一点的颜色不会再发生任何变化。坏点主要分为亮点和暗点。检测坏点时，可以让显示屏显示全白或全黑的图像。当在全白的图像上出现了黑点，表明该坏点是暗点；如在全黑的图像上出现了白点，则表明该坏点为亮点。

5、显示器的连接线

显示器主要有两根连接线，一根为电源线，提供显示器的电源；另一根为数据线，与主机显卡的输出接口相连。

1.2.2 键盘
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键盘是计算机基本的输入设备之一，虽然由于Windows的广泛使用，可以由鼠标或其它输入设备来替代键盘的部分功能，但是在文本处理或程序设计时，还是主要靠键盘来进行输入。

按键盘的结构划分，可将键盘分为机械式和电容式两类。机械式键盘在击键时需用较大的力，手很容易疲劳，目前这种键盘已被淘汰。现在流行的键盘是电容式键盘。

按键盘外形的不同，又可将键盘分为标准键盘和人体工程学键盘，上图就是一款人体工程学的键盘。人体工程学键盘采用了符合手摆放姿势的工艺设计，使用者不必有意识地夹紧双臂，从而可以保持一种比较自然的状态，这样可以有效地降低左右手键区的误击率，并减少由于手腕长期悬空导致的疲劳。

键盘的接口类型有AT接口、PS/2接口和USB接口。AT接口，俗称大口，是早期键盘所使用的接口，目前已基本被淘汰。PS/2接口，俗称小口，是目前流行的键盘接口。USB接口是新兴的键盘接口，支持热插拔功能，但是需要主板的BIOS支持。

1.2.3 鼠标
鼠标也是基本的输入设备之一。现在的计算机工作界面为图形界面，通过鼠标，用户可以方便、快速地完成很多操作。

    鼠标按结构的不同分为机械式鼠标和光电式鼠标两大类。机械式鼠标通过鼠标下面的滚球来控制鼠标指针的方向，光电式鼠标则通过光学原理来控制鼠标指针。由于光电式鼠标的先进性和易用性，加上价格已趋于大众化，成为目前购机的首选。

按鼠标按键的多少划分，鼠标又分为双键鼠标和多键鼠标。鼠标最左边的按键称为鼠标键，一般的鼠标单击就是指单击鼠标左键；而鼠标右键则提供其它的快捷功能，如在桌面上单击鼠标右键，会弹出快捷菜单，选择[属性]命令后，就可以快速打开[显示属性]对话框。多键鼠标在按键的中间多出一个按键或滑轮，中间的按键在默认设置下没有开启相关的功能，而滑轮则可以通过上下滑动，方便用户浏览网页或文档。

鼠标按接口类型划分，可分为串口接口、PS/2接口和USB接口的鼠标。串口接口广泛用于机械式鼠标，PS/2接口和USB接口是目前最为流行的鼠标接口。有的鼠标生产厂商为了方便用户，会搭配一个转换接口，可以将USB接口转换为PS/2接口。

1.2.4 音箱
要让计算机发出声音，就需要连接音箱或耳机。音箱一般有两根连接线，一根是电源线，另一根与声卡的输出端口连接，音箱播放声卡发出的声音。按照PC99规范，主机的音频接口一般有麦克输入（用粉红色标示），线路输入（用蓝色标示），线路输出或扬声器输出（用绿色标示）。   

1.2.5 主机

主机是一台微机的主要组成部分，打开一台微机的机箱，我们可以看到一块较大的电路板—主板，在主板的上面有CPU、内存条、显示卡等部件。现在的家用电脑一般都具备多媒体功能，而且可以上宽带网，所以声卡和网卡也成为家用电脑必不可少的部件。早期的声卡和网卡一样，是以扩展卡的形式插在主板上的，而现在的声卡和网卡多集成在主板上。主板、CPU、内存和显卡是一台主机必不可少的组成部分，是计算机的核心部件，缺少它们，微机是不会开始工作的。在机箱内部，我们还可以看到固定在机箱内部的电源、硬盘、软驱、光驱等部件，这些部件独立于主板，通过各种各样的线缆与主板连接。硬盘、光驱和软驱被称为外部存储器，是储存操作系统、数据和程序的地方。在机箱的前面板上，还装有电源开关、复位开关、电源指示灯、硬盘指示灯和小扬声器等部件，它们也要通过相应的电缆与主板相连接。
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图1.4 主机的内部构成

第二章 微处理器—CPU

CPU全称为Central Processing Unit，中文译为中央处理器或微处理器，主要用于运算和控制操作，是整个微机系统的核心。我们一般对微机的命名也主要参考微处理器的型号，如一台微机表明P4 2.4GHz，就是说这台微机的处理器是Pentium 4，工作频率是2.4GHz。在主板上我们往往是不能直接看到CPU的，因为CPU的发热量很大，为了使CPU能稳定地运行，通常会配置带散热风扇的散热片。因此，在安装好CPU的主板上只会看到风扇，取下风扇后，才可以看到CPU的真面目。

下面我们就简单的介绍一下CPU的发展演化、各种重要的技术指标以及相关的重要概念等。目前市场上见到的处理器主要由Intel和AMD两家生产，由于篇幅所限，我们主要介绍Intel的CPU。

2.1 最早的CPU
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1971年，Intel公司推出了世界上第一只微处理器4004。4004在一块芯片上集成了2300个晶体管，是4位的微处理器。4004的诞生预示着微处理器时代的到来，在以后的几年里，Intel又陆续设计出8008和8080等8位的微处理器。

图2.1 第一只微处理器4004                       图2.2 Intel 8080微处理器
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2.2 x86微处理器时代的到来
1978年，8086处理器诞生了，标志着x86时代的来临。8086微处理器集成了2.9万只晶体管，时钟频率为4.77MHz。同期，Intel还推出了8087协处理器，协处理器的作用是负责浮点运算。第一台IBM PC机选用的是8088这个型号，8088其实是8086的一个简化版，其内部数据总线是16位，但外部却使用8位的数据总线，而8086内部数据总线（CPU内部传输数据的总线）和外部数据总线（CPU外部传输数据的总线）均为16位。8086/8088的地址总线为20位，寻址范围可达1MB。
1982年，Intel发布了80286处理器，也就是俗称的286。80286芯片上集成了14.3万只晶体管，处理器16位字长，时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线皆为16位，地址总线24位。与8086相比，80286寻址能力达到了16MB，其速度比8086提高了5倍甚至更多。IBM公司将80286用在技术更为先进IBM PC AT机中，AT机的外部总线为16位(IBM PC机为8位)，内存容量可扩展到16MB，可使用更大的硬盘来存储数据，支持VGA彩色显示系统，在性能上有了重大的进步。
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1985年，Intel再度推出了80386处理器。386集成了27.5万只晶体管，超过了4004芯片的一百倍。386还是Intel第一只32位微处理器，同时也是第一种具有“多任务”功能的处理器—这对微软的操作系统的发展有着重要的影响。所谓“多任务”就是说处理器可以同时运行几个互不相关的程序。在386时代，Intel在技术有了很大的进步，微处理器的时钟频率由最初的12.5MHz，提高到20MHz、25MHz、33MHz。80386DX的内部和外部数据总线都是32位，地址总线也是32位，可寻址高达4GB内存。它除了具有实模式和保护模式两种工作模式外，还增加了一种叫“虚拟86”的工作模式，通过模拟多个8086处理器来提供多任务能力。
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我们知道，CPU执行的基本的操作不外乎是：处理数据和通过外部数据总线与系统内存交换数据。在386时代，随着微处理器工作频率的不断提高，为了解决CPU工作速度与内存读写速度不匹配的矛盾，提出了高速缓存(Cache)的概念。

当CPU内部的工作速度比内存读写速度快的时候，会使CPU花费较长的时间等待数据到来或把数据写入内存。为了减少这种情况的发生，人们就想到了使用Cache。Cache是一种读写速度要比普通内存（系统内存）快很多的特殊内存器件。有Cache系统在工作时，将经常存取的一些数据从系统内存读取到Cache中，而CPU会首先到Cache中去读取或写入数据，如果Cache中没有所需数据，则再对系统内存进行读写。Cache的实质就是在慢速系统内存和快速CPU之间插入一个速度较快、容量较小的高速内存，起到缓冲作用，这样既提高了系统的整体性能，又不会使系统的成本上升过高。

80386时代开始出现外部Cache。

1989年，Intel发布了486处理器。486处理器是Intel非常成功的商业项目，很多厂商也看清了Intel处理器的发展规律，因此很快就随着Intel的营销战而转型成功。80486处理器集成了125万个晶体管，时钟频率由25MHz逐步提升到33MHz、40MHz、50MHz及后来的100MHz。
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在486以前的CPU，它们的工作频率都比较低，CPU的内部工作频率（称为主频）和外部数据总线工作频率（称为总线频率或外频）是一致的。而486处理器出现后，随着CPU主频的不断提高，外部总线的工作频率已经跟不上CPU的工作频率了。为了解决这一问题，Intel使用了一种叫“倍频”的技术，例如后来推出的486DX4微处理器，其主频为100MHz，外频是33MHz，处理器的主频与外频的倍数3就是倍频。
在486时代，CPU还出现了内部Cache，也叫L1 Cache。实际上486就是集成有更高主频的386微处理器、80387数字协处理器和8KB内部Cache的微处理器。

486使用的外部Cache，被称为L2 Cache。
486是Intel第一个内部包含数字协处理器的CPU，并且，在486中首次使用了RISC(精简指令集)技术，从而提升了每时钟周期执行指令的速度。486还采用了突发总线方式，大大提高了处理器与内存之间的数据交换速度。由于这些改进，486处理器的性能比带有80387数学协处理器的80386快了4倍有余。
2.3 Pentium时代与多媒体
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1993年，Intel发布了Pentium(奔腾)处理器。本来按照以往的命名规律，应该叫80586，但是“586”这样的数字是不能注册成专用的商标来使用的，任何竞争对手都可以用586来命名自己的微处理器，因此Intel使用了一个自造的新词作为新产品的商标—Pentium。
Pentium处理器集成了310万个晶体管，最初的工作频率是60MHz、66MHz，后来又提升到200MHz以上。第一代的Pentium代号为P54C，其后又发布了代号为P55C的Pentium，它是内建MMX(多媒体指令集)的Pentium处理器。Pentium MMX处理器增加了57条MMX指令，这些指令专门用来处理音、视频等数据的计算，目的是提高CPU处理多媒体数据的能力。
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Pentium处理器采用了超标量结构双路执行的流水线技术，处理器内部有2个彼此独立的8kB程序代码L1 Cache和8kB数据L1 Cache。这种双路高速缓存结构减少了争用Cache所造成的冲突，提高了处理器效能。

1997年Intel发布了Pentium II处理器，其内部集成了750万个晶体管，并整合了MMX指令，可以更快更流畅地处理影音和图像等多媒体数据。Pentium II首次采用了专利的Slot1接口标准，把CPU和L2 Cache都做在一块印刷电路板上,封装起来就是所谓的S.E.C封装(Single Edge Contact)技术。Pentium Ⅱ内部集合了32KB片内L1 Cache(16K指令/16K数据),L2 Cache是512K，L2 Cache的工作频率是CPU核心频率的一半。在行销宣传上，Intel特别突出Pentium II的多媒体能力，这也极大地促进了多媒体技术的流行。
1999年，Intel发布了Celeron(赛扬)处理器。从此，Intel的处理器开始分为高端和低端两个产品线。简单的说，Celeron与Pentium II并没有什么本质上的不同，它们的内核是一样的，最大的区别在于L2 Cache和外频的不同。最初的Celeron是没有L2 Cache的，目的是降低成本，夺取低端处理器的市场份额。但遗憾的是，完全没有L2高速缓存的Celeron效能极差，因此很快Intel就调整战略：在赛扬芯片的内部集成了128KB的全速Cache（和CPU核心工作频率一样的Cache），而且采用0.25微米的先进工艺制造。为了和原来的赛扬有所区别，就把集成了128KB缓存的赛扬叫做赛扬A。因为赛扬A的L2 Cache是和CPU做在一起的，为了进一步降低成本，Intel对赛扬A采用了全新的Socket 370结构的封装。[image: image56.jpg]


为了使原来已经购买Slot 1主板的用户也能使用Socket 370结构的CPU，又出现了一种Socket 370到Slot1的转换卡。
1999年，Intel公司推出了Pentium III。PIII拥有32K一级缓存和512K二级缓存（L2 Cache的工作频率是CPU核心频率的一半），包含MMX指令和Intel自己的3D指令—SSE。最初发行的PIII有450和500MHz两种规格，其外部总线频率为100MHz。除了SSE指令外，PIII与PII几乎是一样的，当运行没有为SSE指令优化过的应用软件时，PIII与PII在速度上几乎一样。

PⅢ处理器在设计时便考虑了互连网的应用。PⅢ处理器内部包含了一个唯一的序列号，这个64位的处理器序列号，就相当于电脑的身份证，用户既可以用它对电脑进行认证，也可以在商务往来或是上互联网时用它进行数据加密，以提高电脑应用的保密性。

同期，Intel也推出了相对于PIII的低价位的Celeron II处理器。但赛扬II不支持Intel最新的SSE指令集，赛扬的L2 Cache只有Pentium III的四分之一，但是其速度与处理器相同，赛扬处理器比同级的Pentium III略差。赛扬和Pentium /III另一个差异就是外部总线速度：赛扬的总线速度还是66MHz。
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Intel在1999年10月底正式发布代号为Coppermine（铜矿）的新一代Pentium Ⅲ处理器，其系统外频提高到133MHz，主频达到733MHz。Coppermine采用全新的核心设计，内置256KB与CPU主频同步运行的L2 Cache，并率先采用0.18微米的工艺制造。由于制造工艺的提高，新一代的Coppermine处理器的集成度大为提高，它的核心集成了2800万个晶体管。制造工艺的改进使得单位面积的晶体管数量更多，芯片也做得更小，功耗大大降低。后期Coppermine结构的Pentium Ⅲ处理器采用了与Celeron处理器相同的Socket 370封装。
不久，Intel公司又推出了叫Tualatin（图拉丁）的Celeron Ⅲ，其主频在1.0～1.3GHz之间。该款赛扬具有和PIII同样的Coppermine结构的内核，拥有32KB的一级缓存和128KB与CPU主频同步运行的L2 Cache，采用了0.13微米工艺制造，支持SSE指令集，所以性能与同频的Pentium Ⅲ几乎相差不大。Tualatin赛扬实际上是性价比非常高的一款处理器，不过由于Pentium 4处理器的到来，Socket 370架构现已被彻底抛弃，基于该架构的主板和CPU产品也因此失去了任何升级的潜力。
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2000年Intel发布了Pentium 4处理器。Pentium 4增加了SSE2指令集，这套指令集有144个全新的指令，用户使用基于Pentium 4处理器的个人电脑，可以创建专业品质的影片，可以透过因特网传递电视品质的影像，实时进行语音、影像通讯，实时进行3D渲染，快速进行MP3编码解码运算，在连接因特网时可以运行多个多媒体软件。
在Pentium 4处理器频率的后面往往带有一个字母后缀，不同的字母代表了不同的含义。Pentium 4处理器有Willamette、Northwood和Prescott三种不同核心。其中Willamette核心是最早期的产品，采用0.18微米工艺制造。因为发热较大、频率提升困难，而且二级缓存只有256KB，所以性能并不理想。于是Intel很快用Northwood核心取代了它的位置。Northwood核心Pentium 4采用0.13微米工艺，主频有了很大的飞跃，二级缓存容量也翻了一番达到了512KB。为了与频率相同但只有256KB二级缓存的Pentium 4产品区别，Intel在其型号后面加了一个大写字母“A”，例如“P4 1.8A”，代表产品拥有512KB二级缓存。这些产品均只有400MHz的前端总线（Front Side Bus，简称FSB）。

CPU与外部交换数据的能力取决于外频和外部数据总线的宽度。对于某一类型的处理器来说，外部数据总线的宽度是一定的，因此，外频越高，CPU与外界交换数据的速度也就越快。在P4处理器出现后，引入了前端总线频率的概念，前端总线的频率是外部数据总线的物理工作频率（即我们所说的外频）的4倍，FSB就是有效工作频率（即我们所说的FSB频率），它直接决定了前端总线的数据传输速度。P4处理器的数据传输能力是FSB与外部数据总线宽度的乘积。

Intel在提升CPU核心频率的同时，也在不断提高产品的前端总线频率(FSB频率)。于是从可以支持533MHz FSB频率的845E主板上市开始，市场上出现了533MHz FSB频率的Pentium 4处理器。为了与主频相同但是只有400MHz FSB频率的Pentium 4产品区别开来，Intel又给它们加上了字母“B”作为后缀，例如“P4 2.4B”。

在533MHz FSB频率的产品之后，Intel继续推出了800MHz FSB频率的Pentium 4处理器，同样为了与早期产品相区别，Intel在其命名上用上了字母“C”，例如“P4 2.4C”。这一类处理器不仅FSB频率提高了，还使用了所谓的超线程技术（Hyper-Threading，简写为HT）：超线程是一种同步多线程执行技术，采用此技术的CPU内部集成了两个逻辑处理器单元，相当于两个处理器实体，可以同时处理两个独立的线程。通俗一点说就是能把一个CPU虚拟成两个，相当于两个CPU同时运作，从而达到了加快运算速度的目的。
继Northwood核心处理器之后，Intel开始转向了90纳米制造工艺，Prescott核心Pentium 4也就应运而生。它采用了31级流水线设计，配备16KB的一级数据缓存和多达1MB的二级缓存。不知道出于什么考虑，针对800MHz FSB的Prescott核心P4处理器，Intel这次并没有按部就班地将字母“D”派给它，而是用了一个更靠后的字母“E”，例如“P4 2.8E”。需要特别关注的是，Prescott核心Pentium 4也有533MHz FSB频率的产品，该产品取消了对超线程技术的支持，并以大写字母“A”做为后缀，例如“P4 2.4A”。许多人一见这命名，就误以为它是400MHz FSB频率的Northwood核心P4。
Intel在推出P4处理器时，还推出了P4赛扬处理器，早期的P4赛扬仅仅有128K二级缓存。最近Intel将Prescott核心P4 Celeron处理器正式命名为“Celeron D”。Celeron D处理器同样采用90纳米工艺制造，但它拥有533MHz FSB和256KB二级缓存，不支持超线程技术。
2.3 Itanium处理器－64位元的时代来临
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2001年英特尔发布了Itanium(安腾)处理器。Itanium处理器是英特尔第一款64位的处理器。这是为企业级服务器及工作站设计的，在Itanium处理器中体现了一种全新的设计思想，完全是基于平行并发计算而设计的。对于苛求性能的企业或者需要高性能运算功能支持应用程序，包括电子交易安全处理、超大型数据库、电脑辅助机械引擎、尖端科学运算等而言，Itanium处理器基本是PC处理器中唯一的选择。
2.4 CPU的性能指标

CPU的性能大致上能反映出它所配置微机的性能，因此，CPU的性能指标十分重要。下面简单介绍一些CPU常用的技术指标，使读者能对CPU有更深入的了解。

1、 主频、外频和倍频

主频也叫做时钟频率，是CPU的核心工作频率。主频越高，CPU在一个时钟周期里所能完成的指令数也就越多，CPU的运算速度也就越快。CPU主频与CPU的外频和倍频的关系是：主频=外频×倍频。

外频是CPU与主板之间同步运行的速度，目前大部分计算机系统中外频也是内存与主板之间同步运行的速度。在这种方式下，可以理解为：CPU的外频直接影响内存的访问速度，外频越高，CPU就可以处理更多的数据，从而使整个系统的速度进一步提高。

倍频就是CPU的核心工作频率与外频之间的倍数，在相同的外频下，倍频越高，CPU的工作频率也越高。实际上，在相同外频的前提下，高倍频的CPU本身意义并不大。单纯的一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应，这样无疑是一种浪费。从有关计算可以得知，CPU的倍频在5-8倍的时候，其性能可以得到比较充分的发挥，如果超出这个数值，系统与CPU之间进行数据交换的速度就跟不上CPU的运算速度，从而浪费CPU的计算能力。

2、前端总线FSB

前端总线是AMD在推出K7 CPU时提出的概念，一直以来很多人都误认为这个名词不过是外频的一个别称。实际上，平时所说的外频是指CPU与主板的连接速度，而前端总线速度指的是数据传输的速度。例如100MHz外频，指数字脉冲信号在每秒钟震荡1亿次，而100MHz前端总线则指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8bit／Byte＝800MB。就P4而言，前端总线的频率是外部数据总线的物理工作频率（即我们所说的外频）的4倍，前端总线比外频更具代表性。

3、内存总线速度

内存总线速度(Memory-Bus Speed)也就是系统总线速度，一般等同于CPU的外频。CPU  处理的数据都由主存储器提供，而主存储器也就是平常所说的内存。一般我们放在硬磁盘  或者其它各种存储介质上的资料都要通过内存，然后再进入CPU进行处理，所以与内存之间的通道，也就是内存总线的速度对整个系统的性能就显得尤为重要。

4、缓存

缓存又称为高速缓存，就是指可以进行高速数据交换的存储器。CPU的缓存分为两种，即L1 Cache(一级缓存)和L2 Cache(二级缓存)。

L1高速缓存，也就是我们经常说的一级高速缓存。在CPU里面内置了高速缓存可以提高CPU的运行效率。内置的L1高速缓存容量和结构对CPU的性能影响较大，不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成，结构较复杂，在CPU管芯面积不能太大的情况下，L1高速缓存的容量不可能做得太大。

L2高速缓存，指CPU外部的高速缓存。PentiumⅡ的L2 Cache运行在CPU核心频率一半的频率下，容量为512KB。
5、工作电压

工作电压指CPU正常工作所需的电压。早期CPU(386、486)由于工艺落后，它们的工作电压一般为5V，随着CPU的制造工艺与主频的提高，CPU的工作电压有逐步下降的趋势，Coppermine结构的PIII采用1.6V的工作电压。低的工作电压能解决功耗过大和发热过高的问题。

6、制造工艺

早期的CPU大多采用0.5微米以上的制作工艺，Pentium 的制造工艺是0.35微米，PentiumⅡ和赛扬采用0.25微米。在1999年底，Intel公司推出了采用0.18微米制造工艺的Pentium Ⅲ处理器，即Coppermine处理器。

    更精细的工艺使得原有的晶体管电路大限度地缩小了，能耗越来越低，CPU也就更省电。可以极大地提高CPU的集成度和工作频率。

2.5 Intel CPU的指令集

CPU从雏形出现到发展壮大的今天，由于制造技术的越来越先进，其集成度越来越高，内部的晶体管数达到几千万个。但是在CPU的内部，仍然可分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分。在此基础上，各CPU厂商针对各种应用领域，增加了各种指令集，来增强CPU的运算能力。

MMX指令集

MMX即Multi Media eXtension，是多媒体扩展指令集的缩写。MMX指令集是Intel公司于1996年推出的一项多媒体增强技术。MMX指令集中包括57条多媒体指令，通过这些指令可以一次处理多个数据，把CPU处理多媒体的能力提高了60％左右。

    此后在“铜矿”结构的Pentium Ⅲ处理器中还出现有MMX2技术，将来还会有三代、四代MMX技术，名称可能不同，意思是一样的。

SSE指令集

SSE(Streaming SIMD Extensions，单指令多数据流扩展)指令集，是Intel公司在Pentium III中率先推出的。SSE指令集包括70条指令，其中包含提高3D图形运算效率的50条SIMD(单指令多数据技术)浮点运算指令、12条MMX整数运算增强指令、8条优化内存中连续数据块传输指令。理论上这些指令对目前流行的图像处理、浮点处理、3D运算、视频处理、音频处理等诸多多媒体应用起到全面强化的作用。SSE指令与AMD的3DNOW!指令彼此互不兼容，但SSE包含了3DNOW!技术的绝大部分功能，只是实现的方法不同。

    SSE指令在运行没有被优化过的应用软件时，并没有太大的作用。

SEE2指令集

SEE2指令就是增强的SEE指令集的扩展，包括144条全新SIMD浮点管理指令。

第三章 主板、内存和显卡

3.1 主板

主板位于机箱的内部，是一块矩形的印刷电路板，上面分布着南桥、北桥芯片、各种插槽、跳线、外设的接口以及许多的元器件等。主板是整个计算机的中枢，所有部件及外设都是通过主板与处理器连接在一起，并进行通信，然后由处理器发出相应的操作指令，执行相应的操作，所以了解主板的结构是非常重要的。
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图3.1 主板
3.1.1 处理器插座
　　处理器插座是用来安装处理器的，它的结构是根据主板所支持处理器的架构来决定的。目前常用的处理器架构是Socket（见下图），左边的是Socket处理器插座，右边是微处理器的背面。后期生产的PⅢ和赛扬处理器采用的是Socket 370结构的安装插座，早期的P4使用的是Socket 423，以后是Socket 478。Socket有一个处理器插座手柄，拉开可以拿下和安上CPU，压下后处理器插针就可以与插座很好的接触。 
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图3.2 处理器的Socket插座
3.1.2 芯片组

　　芯片组是主板的核心部件，对主板性能起着决定性的作用。在一种新处理器推出之时，必定有相应的主板芯片组同步推出，它是与处理器保持同步的。

主板芯片组主要分两部分，分别由一块单独的芯片负责，这两块芯片就是通常所说的南桥和北桥。图3.1中的82875就是北桥芯片，北桥芯片功耗较大，所以一般装有散热器。图3.1中标为ICH5的就是南桥芯片。北桥芯片是离处理器最近的一块芯片，主要因为北桥芯片与处理器之间的通信最密切，为了提高通信性能而缩短了传输距离。南桥芯片离处理器比较远，因为它所连接的I/O总线较多，离处理器远一点有利于布线。下图是南、北桥芯片的工作原理示意图。
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图3.3 南、北桥的工作原理
北桥芯片（North Bridge）是主板芯片组中起主导作用的芯片，也称为主桥（Host Bridge）。一般来说，芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的，例如英特尔845E芯片组的北桥芯片是82845E，875P芯片组的北桥芯片是82875P等等。北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP、南桥之间的数据传输，整合型芯片组北桥芯片的内部还集成了显卡芯片。由于每一款处理器产品就对应一款相应的北桥芯片，所以北桥芯片的种类非常多。

南桥芯片（South Bridge）是主板芯片组的重要组成部分，一般位于主板上离CPU插槽较远的下方，PCI插槽的附近。相对于北桥芯片来说，其数据处理量并不算大，所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。南桥芯片不与处理器直接相连，而是通过一定的方式与北桥芯片相连。南桥芯片负责I/O总线之间的通信，如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA等，这些技术一般来说已经比较成熟，所以不同芯片组中南桥芯片可能是一样的。南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能，例如网卡、RAID、IEEE 1394、甚至WI-FI无线网络等等。
3.1.3 内存插槽
　　内存插槽是用来插入内存的，它采用接触法与内存条的“金手指”接触。下图的主板上有4条内存插槽。不同规范的内存条，内存插槽的结构也有所区别。目前主要有两种内存，一种是168线的SD内存，它有168个接触点；另一种就是现在流行的DDR内存，它是184线的。因为结构及电气性能(主要是指电压)的不同，两者不能通用。 
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图3.4 内存条、内存插槽和金手指
　　
3.1.4 PCI插槽和ISA插槽

目前内置板卡多是采用PCI总线接口，因此，主板上中插槽最多的就是PCI，上图中有4条PCI插槽，它通常采用乳白色。原来的计算机中还保留有ISA插槽，但随着ISA总线的日趋淘汰，现在的主板上基本都看不到ISA插槽了，ISA插槽通常是黑色的，它比PCI接口插槽要长些。
PCI总线(Peripheral Component Interconnect:外部设备互连)，属于局部总线，是由PCI组织推出的一种总线结构。PCI总线的时钟频率为33MHz，数据带宽32bit，它具有133MB/S的最大数据传输率。
常用的PCI总线接口的内置板卡有声卡、网卡、内置Modem卡等。同一主板上的PCI插槽都是通用的，可以随便选择一个未用的插上声卡、网卡或者内置Modem板卡，不过最好间距均衡一些，以便更好地散热。
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图3.5 PCI和ISA插槽

3.1.5  AGP插槽
AGP插槽（Accelerated-Graphics-Port:加速图形端口）：是为提高视频带宽而设计的总线结构。AGP总线实际上是从PCI总线中分离出来的，针对图形显示方面进行了优化，专门用于图形显示卡，它将显卡与主板的北桥芯片组直接相连，进行点对点的传输。但是AGP插槽并不是正规的数据总线，它只能和AGP显卡相连，不具通用性和扩展性。
在AGP推出以前，显示设备是采用PCI总线接口的，PCI的最大数据传输能力为133MB/s。随着CPU主频的逐步提升以及显卡上GPU（图形处理器）性能的日新月异，单位时间内所要处理的3D图形和纹理越来越多，大量的数据要在极短的时间内频繁地在CPU和GPU之间反复交换，PCI总线已经远远不能满足要求。于是AGP应运而生。

最初的1x模式的AGP，工作频率是PCI总线的两倍—66MHz，传输带宽理论上可达到266MB/s。AGP 2x工作频率同样是66MHz，但是它使用了正负沿（一个时钟周期的上升沿和下降沿）触发的工作方式，在一个时钟周期的上升沿和下降沿各传送一次数据，使传输带宽达到了加倍的目的，而这种触发信号的工作频率为133MHz，这样AGP 2x的传输带宽就达到了532MB/s。AGP 4x仍使用了这种信号触发方式，只是利用两个触发信号在每个时钟周期的下降沿分别引起两次触发，从而达到了在一个时钟周期中触发4次的目的，这样在理论上它就可以达到1064MB/s的带宽了。

在最新的AGP 8x规范中，这种触发模式仍将使用，只是触发信号的工作频率变成266MHz，两个信号触发点也变成了每个时钟周期的上升沿，单信号触发次数为4次，这样它在一个时钟周期所能传输的数据就从AGP4x的4倍变成了8倍，理论传输带宽将可达到2128MB/s。

AGP 8x的标准工作电压只有0.8v，它只能向下兼容到1.5v标准，即在1.5v的电压下也可以正常运行，但在3.3v的电压下是绝对无法工作的。所以我要说支持AGP 8x的主板最低只能兼容到AGP 4x的显卡（工作电压1.5V），至于AGP 1x、2x的显卡（工作电压3.3V）就不能使用了。
3.1.6 硬盘接口
　　硬盘接口是连接硬盘和光驱的。目前有两种完全不同的硬盘接口标准，一种就是传统的并行ATA标准，也称IDE接口。另一种是最新的串行ATA接口，又称为“SATA”。两者的最根本区别是数据传输速率，并行ATA的最新版本为ATA/133，最大传输数据能力为133MB/s；而SATA的第一版SATA 1.0的最大传输速率可达到150MB/s，第二版、第三版传输速率分别可达到300MB/s和600MB/s，这是传统的并行ATA所无法达到的。

并行ATA自ATA66后就开始采用80芯40线的数据线，而串行SATA只需要15芯4线即可，数据线的数量大大减少，方便了设备的安装。下图中可以清楚地看到两种硬盘接口的结构。
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图3.6 IDE和串行ATA接口
3.1.7软驱接口
现在，软驱已经很少使用，但仍是计算机的基本配置之一。软驱在图3.1主板上的接口就是FDC。

3.1.8 外设接口
　　因为计算机的外设都是直接连在主板上的，所以在一块主板中会有各种各样的外设接口，如键盘接口、鼠标接口、打印机接口、USB接口、网线接口以及音频输出/输入接口等。
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图3.7 各种外设的接口
　　
上图中的“4”号位置是键盘和鼠标接口，它们在外观上是一样的，但是不能用错。为了便于识别，通常以不同的颜色来区分，绿色的是鼠标接口，而紫色的为键盘接口。

　　“5”号位置是并行接口，通常用于跟打印机连接。“6”号位置为串行COM口，主要是用于外置Modem和其它串口通信设备的连接。

图中的“7”号和“9”号位置都是USB接口。USB(Universal Serial Bus通用串行总线)是一种新的连接外围设备的总线标准，是由IBM、Intel、NEC等厂商联合制定。USB1.1的数据传输率为12MB/s，目前最新的标准是USB2.0，理论传输速率可达480MB/s。目前许多新的设备都采用这种接口。它的优点是数据传输速率高、支持即插即用、热拨插、可以对外设供电等。

　　图中的“10”号位置是网卡接口，目前，许多主板上都集成了网卡，不必再单独购买网卡。

图中的“11”号位置是声卡的输入/输出接口，这也是在主板上集成了声卡后才提供的。由于多媒体技术的普及，声卡已成为家用PC的标准设备。Intel于1996年发布了AC97标准，它把声卡中成本最高的DSP（数字信号处理器）给去掉了，而通过特别编写的驱动程序，让CPU来负责信号处理，再配合一些必要的输入输出芯片，完成声卡的功能，这就是所谓的软声卡—AC97声卡。主板集成了AC97声卡后就不必再单独购买声卡了。AC97声卡工作时需要占用一部分CPU资源。
主板上声卡常用的接口只有3个，按照PC99规范，通常也是用颜色来区分。红色的接口用于连接麦克风。绿色的是音频输出接口，接音箱或耳机，浅蓝色的是音频输入接口。
3.1.9 超级I/O控制芯片

在主板上还可以看到一块大规模集成电路，这就是超级I/O控制芯片，用于连接键盘、鼠标、软盘驱动器、打印接口（并行端口）、游戏杆控制接口、串行接口等外设。
3.1.10  BIOS芯片

BIOS芯片指的是主板上的一个存储芯片，BIOS的英文全称是“BASIC IPNUP OUTPUT SYSTEM”，即基本输入输出系统。BIOS中存储的主要内容是有关微机系统的最基本输入输出程序，如系统信息设置程序（即所谓的CMOS设置或BIOS设置程序），开机上电自检程序（POST程序）、以及一些控制基本输入输出设备的中断服务例程等。目前BIOS一般采用Flash Memory芯片，可以方便用户进行主板升级。但是由CIH病毒引起的BIOS损坏或数据丢失就会导致系统无法开机。

3.1.11电源供应接口

主板使用ATX结构的电源供应器给主板供电。目前P4主板的电源供应器一般有两个接口。ATX 20-Pin电源接口：是主要的电源供应接口。另外还有一个4芯的ATX 12V电源接口，用于为CPU供电。

3.1.12前面板指示灯、开关接口

    机箱的前面板上有电源开关、复位开关、电源指示灯、硬盘指示灯和小扬声器，通过电缆连接在主板的相应接口上。

3.2 内存
3.2.1内存的定义

内存是存储器的一种，存储器是计算机的重要组成部分。存储器按其用途可分为主存储器(Main Memory，简称主存)和辅助存储器(Auxiliary Memory，简称辅存)，主存储器又称内存储器(简称内存)，辅助存储器又称外存储器(简称外存)。外存通常是指硬盘、光盘、软磁盘和近几年出现的优盘，它们能保存大量信息，并且在断电后不会丢失信息。内存在电脑中的作用是举足轻重的，系统内存的容量对于一台机器的性能有着很大的影响。

严格来说，内存是一个广义的概念，它泛指电脑系统中，存放数据与指令的半导体存储单元，包括RAM(Random Access Memory，随机存取存储器)和ROM(Read Only Memory，只读存储器)以及CPU内的存储单元，人们习惯将RAM称为内存，而对于后两者，则称ROM和Cache。所以，当谈到内存时，一般仅是指RAM而言，本书所提到的内存除非特别说明也都是指RAM。

3.2.2内存的种类
现在的RAM多为MOS型半导体电路，它分为静态和动态两种电路形式。静态RAM是靠双稳态触发器来记忆信息的；动态RAM是靠CMOS电路中的栅极电容来存储信息的。由于电容上的电荷会泄漏，需要定时给予补充，所以动态RAM需要设置刷新电路。但动态RAM比静态RAM集成度高、功耗低、成本也低，适于制作大容量存储器。所以微机的系统内存通常采用动态RAM，而Cache则使用静态RAM。

3.2.3内存的接口类型
内存的接口类型可以分为SIMM接口类型和DIMM接口两种类型。

    SIMM即单边直插式内存模块，这是5x86及其较早的PC机中所采用的内存接口方式。在Pentium中，使用72针的SIMM接口的内存条。

    DIMM即双边直插式内存模块，也就是说这种类型接口的内存条的两边都有数据接口触片，这种接口模式的内存广泛应用于现在的计算机中。PII和PIII使用的SDRAM一边有84根接线，由于是双边的，所以一共有84X2=168个接线，人们经常把这种内存称为168线内存，而把72线的SIMM类型内存模块直接称为72线内存。

3.2.4 动态内存的种类

动态RAM按制造工艺的不同，又可分为动态随机存储器(Dynamic RAM，简记为DRAM)、扩展数据输出随机存储器(Extended Data Out RAM，简记为EDO-RAM)和同步动态随机存储器(Synchronized Dynamic RAM，简记为SDRAM)。

DRAM需要恒电流以保存信息，一旦断电，信息即丢失。它的刷新频率每秒钟可达几百次，但由于DRAM使用同一套电路来存取数据，所以DRAM的存取时间有一定的时间间隔，这导致了它的存取速度并不是很快。另外，在DRAM中，由于存储地址空间是按页排列的，所以当访问某一页面时，切换到另一页面会占用CPU额外的时钟周期。其接口多为72线的SIMM类型。

EDO-RAM同DRAM相似，它取消了扩展数据输出内存与传输内存两个存储周期之间的时间间隔，在把数据发送给CPU的同时去访问下一个页面，故而速度要比普通DRAM快15~30％。工作电压为一般为5V，其接口方式多为72线的SIMM类型，但也有168线的DIMM类型。

SDRAM同DRAM有很大区别，它使用同一个CPU时钟周期即可完成数据的访问和刷新，即以同一个周期、相同的速度、同步地工作，因而可以同系统总线以同频率工作，可大大提高数据传输率，其速度要比DRAM和EDO-RAM快很多(比EDO-RAM提高近50％)，最大可达到133MHz，工作电压一般为3.3V，其接口多为168线的DIMM类型。

3.2.5 DDR内存
目前，P4电脑上使用的一般是DDR内存，即双数据传输率同步动态随机存储器(Double Data Rates SDRAM)。DDR内存是在SDRAM的基础上进行了改进，DDR内存在时钟脉冲的上升和下降沿都可传输数据，而不是象SDRAM那样仅在时钟脉冲的下降沿传输数据，DDR即双数据率的意思。这样就可以在不提高时钟频率的情况下，使数据传输率提高了一倍。DDR内存条有184个引脚，金手指中只有一个缺口，而SDRAM内存条是168个引脚，金手指中有两个缺口。

3.2.6 DDR内存的性能指标
根据DDR内存条的工作频率，分为DDR200、DDR266、DDR333、DDR400等多种类型。与SDRAM一样，DDR也是与系统总线频率（即CPU外频）同步的，不过因为双倍数据传输，因此工作在133MHz频率下的DDR相当于266MHz的SDRAM，于是便用DDR266来表示。
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图3.8  DDR内存
除了用工作频率来标示DDR内存条之外，有时也用带宽值来标示。内存带宽也叫“数据传输率”，是指单位时间内通过内存的数据量，通常以GB/ｓ表示。我们用一个简短的公式来说明内存带宽的计算方法：内存带宽＝工作频率×位宽/8×ｎ（时钟脉冲上下沿传输系数，DDR的系数为2）。DDR内存条的数据带宽是64bit。例如DDR 266的内存带宽为2100MB/s，所以又用PC2100来标示它，于是DDR333就是PC2700，DDR400就是PC3200了。

要进一步了解内存，还要理解以下的几个概念。内存的时钟周期、存取时间和CAS延迟时间是衡量内存性能的重要参数。

时钟周期（TCK）

TCK是“Clock Cycle Time”的缩写，即内存时钟周期。它代表了内存可以运行的最大工作频率，数字越小说明内存所能运行的频率就越高。时钟周期与内存的工作频率是倒数关系，即TCK＝1/f。比如一块标有“－10”字样的内存芯片，“－10”表示它的运行时钟周期为10ns，即可以在100MHz的频率下正常工作。

存取时间（TAC）

TAC（Access Time From CLK）表示“存取时间”。与时钟周期不同，TAC仅仅代表访问数据所需要的时间。如一块标有“－7J”字样的内存芯片说明该内存条的存取时间是7ns。存取时间越短，则该内存条的性能就越好。比如说两根内存条都工作在133MHz下，其中一根的存取时间为6ns，另外一根是7ns，则前者的速度要好于后者。

CAS延迟时间（CL）

CL（CAS Latency）是内存性能的一个重要指标，它是内存纵向地址脉冲的反应时间。当电脑需要向内存读取数据时，在实际读取之前一般都有一个“缓冲期”，而“缓冲期”的时间长度，就是CL。内存的CL值越低越好，缩短CL有助于加快内存在同一频率下的工作速度。

3.2.7 DDR内存的标示
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图3.9  DDR内存的标示
现在的内存条上，大家可以看到有一个八脚的小芯片叫SPD，它实际上是一个EEPROM（可擦写存贮器），它的容量有256字节，可以写入包括内存的标准工作状态、速度、响应时间等信息。从PC100时代开始，规定符合PC100标准的内存条必须安装SPD，而且主板可以从SPD中读取到内存的信息，并按SPD的设定信息来使内存获得最佳的工作环境。

　　另外内存条上一般还有芯片标志，通常包括厂商名称、单片容量、芯片类型、工作速度、生产日期等内容，其中还可能有电压、容量系数和一些厂商的特殊标识在里面。芯片标志是直接观察内存条性能参数的重要依据。
3.3 显示卡

最近几年，显卡的发展速度非常快。显卡从最初只支持单色显示的显卡，到现在的3D加速图形卡，已经过了好几代。当彩色的CRT显示器面世后，显卡也开始支持彩色显示，最早支持彩色显示的显卡只能显示二维的图像效果，因此被称为2D卡。后来随着操作系统的发展和三维游戏的需求，2D显卡已不能满足需要，在这样的情况下，3D图形加速卡面世了。3D图形加速卡上有一个专门的图形处理芯片—GPU，GPU可以帮助CPU处理大量的图像数据，进行复杂的图形运算，将CPU从繁重的图形三维运算中解脱出来，减少了CPU处理图形函数的时间。下图所示是一块AGP接口的3D显卡。显卡上的GPU芯片是显卡的核心，由于GPU芯片的功耗较大，因此为其配备了一个散热风扇，从而保障其能够正常工作。
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图3.10显示卡的基本结构
3.3.1 显卡的基本结构

在一块普通的显卡上，有很多的结构和部件，下面分别进行介绍：

1、显卡的总线接口
在最初的计算机设计中，显示子系统的大部分工作由CPU完成的，显卡只承担了很少一部分工作，显卡的结构是ISA总线结构。后来随着Windows的发展，多媒体技术的崭露头角以及真彩显示技术的出现，ISA显卡可怜的带宽再也不足以满足需要，随着PCI总线替代ISA总线，显卡接口也顺理成章地过度到了PCI时代。
随着3D技术的兴起和繁荣，PCI接口的带宽对于显卡日益提升的像素渲染能力也渐渐显得力不从心，最终被AGP接口的显卡所取代。AGP技术的显卡，由AGP1x开始，发展到目前的AGP8x，数据传输率达到了空前的2.1GB/s。但ATI和Nvidia两大GPU厂商的技术竞赛，已经让显卡所要求的数据传输带宽达到了6.4GB/s的程度。因此，在IT业界的共同推动下，在Intel和nVIDIA、ATI这些厂商的牵头下，新一代显卡高速接口—PCI Express x16也正式发布了，而且即将成为下一代显卡的接口标准。
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图3.11 各种显示卡接口的数据传输带宽
2、显示芯片

显示芯片是显示卡的心脏，决定显卡的档次和性能，同时也是2D显示卡和3D显示卡区分的依据。2D显示芯片在处理3D图像和特效时主要依赖CPU的处理能力，被称为“软加速”。如果将三维图像和特效处理功能集中在显示芯片内，也即所谓“硬件加速”功能，就构成了3D显示芯片。目前，GPU主要有ATI和Nvidia两大家族，每一家族里又有很多的型号，如著名的Nvidia的TNT2、Geforce 256、Geforce2 MX、Geforce4 MX等，ATI的Rage 128、RADEON等。
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图3.12 显示卡的GPU芯片
3、RAMDAC
RAMDAC即是“数模转换器”，它的作用是将显存中的数字信号转换为能够用于显示的模拟信号。RAMDAC的转换速率是以MHz为单位，它决定了显卡刷新频率的高低，即决定了在足够显示内存的条件下，显示卡最高支持的分辨率和刷新率。如果要在1024×768的分辨率下达到85Hz及以上的分辨率，则RAMDAC的速率至少是1024×768×85×1.334(折算系数)/106=90MHz。
4、显存

显存即显示内存的简称，也被称为帧缓存，它实际上是用来存储要处理的图形图像的数据信息。显示内存用来暂存显示芯片要处理的图形数据，显示内存越大，GPU处理图形数据的速度也就越快。我们知道，在屏幕上所显示出的每一个像素，都由4至32位数据来控制它的颜色和亮度，RAMDAC读入这些数据并把它们输出到显示器。

5、显卡BIOS
又称“VGA BIOS”，主要存放显示芯片与驱动程序之间的、底层的控制程序，另外还存放有显示卡型号、规格、生产厂家、出厂时间等信息。打开计算机时，通过显示BIOS内一段控制程序，将这些信息反馈到屏幕上。早期显示BIOS是固化在ROM中的，不可以修改和升级，而现在的则采用了大容量的Flash Memory，可以通过专用的程序进行升级。

6、VGA插座

VGA插座是显卡与显示器数据连线的接口，它是一个15孔的插座，外形像大写的 “D”。VGA插座的插孔分3排，每排5个孔。VGA插座是显示卡的输出接口，与显示器的D形插头相连。

3.3.2 显卡的主要性能指标
显卡主要的性能指标是：显存容量、分辨率、色深和刷新频率。

1、显存大小

显示内存与系统内存的功能是一样的，只是显存被用来存储显示芯片要处理的数据，系统内存是用来存储中央处理器所处理的数据。在屏幕上看到的图像数据都是存放在显示内存里的。显示卡达到的分辨率越高，屏幕上显示的像素点就越多，所需的显存也越多。比如，分辨率为640×480时，屏幕上就有307200个像素点。色深为8位时，每个像素点就可以表达256(28)中颜色的变化，要存储的这些信息就需要2457600个二进制位，这就至少需要300KB显存容量。

2、显示分辨率

指显示卡能在显示器上描绘点数的最大数量，通常以“横向点数×纵向点数”表示，例如“1024×768”。

3、色深

色深是指在某一分辨率下，每一个像点可以有多少种色彩来描述，它的单位是“bit”。具体地说，8位的色深是将所有颜色分为256(28)种，那么，每一个像点就可以取这256种颜色中的一种来描述。由于把所有颜色简单地分成256种实在太少了点，因此，人们就定义了一个“增强色”的概念来描述色深，它使用16位(216=65535色)来描述一个点，即通常所说的16位真彩色深。在此基础上，还定义了24位真彩和32位真彩等，它们能实现的颜色种类更多，但是需要更多的显存的支持。

例如，要在1024×768分辨率下达到16位色深，则：

显存必须存储1024×768×16=12582912bit的信息，即显存至少是1.5MB。

由于显存的大小一般是1MB、2MB、4MB、8MB……的整数倍，因此，必须要有2MB的显存才能实现上述要求。

4、刷新频率

刷新频率是指图像在屏幕上更新的速度，也即屏幕上的图像每秒钟出现的次数，它的单位是赫兹(Hz)。一般人眼不容易察觉75 Hz以上刷新频率带来的闪烁感，因此最好能将您的显示卡刷新频率调到75 Hz以上。但并不是所有的显示卡都能达到75 Hz以上的刷新频率，而且刷新频率与显示器也有关系。RAMDAC决定了显卡刷新频率的高低，一些低端显示卡在高分辨率下只能达到60Hz。

第四章 外部存储器
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4.1 硬盘

硬盘驱动器和软盘驱动器都属于磁盘驱动器，通过盘片上磁场的变化记录各种信息，用于存储各类软件、程序和数据。它们既是输入设备，又是输出设备，但只能和计算机内存交换信息。磁盘驱动器和内存不同，在计算机断电之后，存储内容可以长期保存，所以说它们才是计算机真正的存储部件。
4.1.1硬盘概述

1956年9月，IBM的一个工程小组向世界展示了第一台磁盘存储系统IBM 350 RAMAC（Random Access Method of Accounting and Control），其磁头可以直接移动到盘片上的任何一块存储区域，从而成功地实现了随机存储，这套系统的总容量只有5MB，共使用了50个直径为24英寸的磁盘，这些盘片表面涂有一层磁性物质，它们被叠起来固定在一起，绕着同一个轴旋转。这就是最早的硬盘。 
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1968年IBM公司首次提出“温彻斯特/Winchester”技术，探讨对硬盘技术做重大改造的可能性。“温彻斯特”技术的核心是：“密封、固定并高速旋转的镀磁盘片，磁头沿盘片径向移动，磁头悬浮在高速转动的盘片上方，而不与盘片直接接触”，这也是现代绝大多数硬盘的原型。1973年IBM公司制造出第一台采用“温彻期特”技术的硬盘，从此硬盘技术的发展有了正确的结构基础。 

1979年，IBM再次发明了薄膜磁头，为进一步减小硬盘体积、增大容量、提高读写速度提供了可能。80年代末期IBM对硬盘发展的又一项重大贡献，即发明了MR（Magneto Resistive）磁阻磁头，这种磁头在读取数据时对信号变化相当敏感，使得盘片的存储密度能够比以往20MB每英寸提高了数十倍。1991年IBM生产的3.5英寸的硬盘使用了MR磁头，使硬盘的容量首次达到了1GB，从此硬盘容量开始进入了GB数量级。后来，IBM又提出GMR（GaintMagneto Resistive，巨磁阻）磁头技术，它是最新的磁头技术，现在生产的硬盘全都应用了GMR磁头技术。GMR比MR具有更高的信号变化灵敏度，从而使得硬盘的单碟容量可以做得更高，目前最新的磁头技术为第四代GMR磁头技术。 
图4.2 硬盘的的底部和接口
在硬盘中，与磁头技术一样重要的另一项技术就是电机技术了，它直接影响着硬盘转速的大小。早期的硬盘转速一般只有4000RPM甚至更低，低转速的主要原因是由于电机技术的限制，随着技术的革新，转速提高到了4400RPM及4900RPM，再后来就是5400RPM了。目前最快主轴转速的硬盘即希捷公司推出的Cheetah X15（捷豹X15系列），它的主轴电机转速高达15,000RPM。目前主流的IDE硬盘转速为7200RPM，而主流的SCSI硬盘转速则为10,000RPM。
4.1.2硬盘的结构
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磁盘的外部可以看到底部的电路板、电路板上的接口和跳线、硬盘侧面的安装螺丝、顶盖和上面的产品标签。硬盘的内部主要有读写磁头、磁头驱动机构、磁盘片、盘片驱动电机、前置读写电路等几大部分组成，这些部件构成盘头组件(Uard Disk Assembly，HDA)，是构成硬盘的核心，封装在硬盘的净化腔体内。硬盘中的盘片都装在盘片驱动电机的转轴上，根据硬盘容量不同，转轴上的盘片可能不只一片。硬盘中的盘片互相叠放在一起，中间留有空隙，在每个盘片的存储面上有一个磁头，磁头与盘片之间的距离比头发丝的直径还小，所有的磁头连在一个磁头控制器上，由磁头控制器负责各个磁头的运动。磁头可沿盘片的半径方向运动，加上盘片每分钟几千转的高速旋转，磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。硬盘作为精密设备，尘埃是其大敌，必须完全密封。
4.1.3硬盘的接口和传输模式

硬盘接口一直是人们关心的技术，随着电脑其它配件（如CPU、内存、显示等子系统）性能的大幅度提高，硬盘接口的数据传输速度成为整个电脑系统的“瓶颈”，硬盘的接口不断得到改进，数据传输率也不断提高。

目前硬盘的接口规范有IDE和SCSI两种，而目前最流行的也就是IDE硬盘了，SCSI硬盘则主要用于高端计算机市场。早期的接口还有ST506和ESDI两种接口规格，但是现在都已经被淘汰了。如果按照接口方式分，硬盘又可以分为IDE和SCSI两种。

    SCSI(Small Computer System Interface，小型计算机系统接口)是历史资历更深的，它的前身是1979年由美国的Shugart公司(希捷的前身)制订、并于1986年获得ANSI(美国标准协会)承认的硬盘接口规范。

    SCSI接口在服务器领域中最为常用。长期以来，SCSI一直有着极低的CPU占用率、可驱动外部设备多(扩充后最多可带32个)、在多任务下工作的优势明显、可靠性高、数据传输速度快、定义规范、互换性好等优点。SCSI作为一种智能型接口，它并不是只能做硬盘及CD-ROM光驱接口使用，它还可以驱动符合SCSI标准的其他设备(包括可擦写光盘机、磁带机、扫描器等)。由于普通家用微机一般不使用SCSI硬盘，所以我们不再做过多的介绍，感兴趣的读者可以参考有关书籍。

IDE(Integrated Drive Electronics，集成设备电路)则源于CDC(Control DATA-  Corporation，数据控制公司)、康柏(COMPAQ)、西部数据(Western Digital，简称WD)共同开发的磁盘控制接口，并于1989年由ANSI认可作为ATA(AT Attachment，AT附加装置)标准。目前，家用微机主板上都集成有这种标准的接口，我们使用的硬盘也基本都是IDE硬盘。

    下面综合比较一下SCSI接口和IDE接口的区别：

SCSI很大的一个技术优势在于，SCSI接口中的设备可以同时使用数据总线进行数据传输，而IDE接口中连接在同一条数据线上的设备只能交替占用数据线进行传输。

IDE只能联接四块设备，而SCSI接口至少可以联接7至15台设备。

但是另一方面，SCSI接口控制电路和SCSI硬盘、光驱等设备的造价却远远高于IDE接口设备。以硬盘为例，同样容量的SCSI硬盘比IDE接口的硬盘价格要高出一倍有余。因此市场上的电脑主板中只有极少数集成有SCSI接口控制电路。如果需要在普通只有IDE接口的主板上使用SCSI设备时，除了要购置价格昂贵的SCSI硬盘，还必须另外安装一块价格不菲的SCSI接口卡，因此只有在网络服务器或专业工作站级中，才会经常使用SCSI接口。

    目前IDE硬盘常用的传输模式：

    现在使用的硬盘传输模式主要是Ultra DMA，它也是一种速度更快的传输模式，其主要有UltraDMA/33、UltraDMA/66、UltraDMA/100三种。

    UltraDMA/33(ATA/33)是1996年6月推出的一种新模式。其主要优点是减少了CPU工作负担，有利于提高整体系统效率；还有就是突发数据传输率高达33MB/s，这比以前的的16.7 MB/s理论上快了一倍。正因为如此，UltraDMA/33模式得到了包括Seagate、Maxtor、WD及IBM在内的主要硬盘厂商的大力支持，同时得到了Compaq、Dell、DEC、Acer等品牌机厂商的支持。

1999年初，西部数据和昆腾向市场推出了采用UltraDMA/66(ATA/66)的产品，随后其他厂商也纷纷跟进，推出了自己的相应产品，而采用UltraDMA/66的产品不仅带宽比UltraDMA/33增加一倍，而且具有良好的向下兼容性，它以重复循环校验CRC保护数据，以提高其可靠性，价格仅比采用UltraDMA/33模式的产品贵一点。从技术角度来看，UDMA/66的硬盘只是在接口电路方面有所变化(但接口依然是40针，与原来兼容)，而在硬盘的机械部分同UDMA／33的产品是一样的。在数据接口上，DMA/66模式应该使用特制的80芯数据线传输数据。

    现在的微机主板上，可以看到UltraDMA/100接口，也即是ATA/100，它是在原有的UltraDMA/66基础上推出的新一代接口类型，这个接口已经得到了英特尔公司和其他一些第一流芯片制造商的支持，目前已成为新一代硬盘的标准接口类型。其最大的特点及好处就是将硬盘的最大外部数据传输率提高到了100MB/s。

    ATA/100硬盘也是采用40针的接口，并且向下兼容，ATA/100还支持CRC错误检测修正技术，这可使用户在享受高速度的同时保障用户数据的安全性及完整性。

目前ATA/100硬盘已经成为主流产品，它的价格比ATA/66硬盘略贵一些，它们的接口外形完全相同，所用数据线也一样，用户在购买时需要注意。此外，在使用时还必须注意，ATA/100硬盘必须配合支持ATA/100接口技术的主板才能发挥性能，也就是说如果你将ATA/100硬盘安装到只提供对ATA/66或ATA/33支持的主板上，那么由于ATA/100的向下兼容功能，此时的硬盘也只能达到ATA/66或ATA/33的性能了。所以要想真正发挥ATA/100的速度，还必须安装一块支持ATA/100的主板。
Serial ATA接口，这是最新的硬盘接口标准。新的Serial ATA（即串行ATA）就如其名所示，它以连续串行的方式传送资料，在同一时间内只会有1位数据传输，此做法能减小接口的针脚数目。目前，S-ATA具有150MB/s的数据传输率。对于Serial ATA接口，一台电脑同时挂接两个硬盘就没有主、从盘之分了，各设备对电脑主机来说，都是Master，这样我们可省了不少跳线功夫。
4.1.4硬盘的性能指标

    描述硬盘性能参数的技术术语很多，如：容量、磁头数、柱面数、扇区数、盘片数、转速、缓冲区大小、S．M．A．R．T支持、平均寻道时间、最大寻道时间、最大外部数据传输率等等。本节将重点介绍其中最重要的参数。

    1、转速

转速应该是大家最关心的一点，硬盘的主轴马达带动盘片高速旋转，产生浮力使磁头    飘浮在盘片上方。要将所要存取数据的扇区带到磁头下方，转速越快，等待时间也就越短。因此转速在很大程度上决定了硬盘的速度。在硬盘容量不断增大的同时，硬盘转速也在不断提高。硬盘转速分为3000rpm、4000rpm、5400rpm、7200rpm和10000rpm，数字越大，速度越快。目前，7200rpm的硬盘是市场上的主流产品。但是转速的提高，同时也带来了温度升高、主轴磨损加大、工作噪音增大等负面影响。于是有的硬盘生产厂商将液态轴承马达技术引入到硬盘中。液态轴承马达使用的是黏膜液油轴承，以油膜代替滚珠。这样可以避免金属面的直接磨擦，将噪声及温度减至最低。同时油膜可有效吸收震动，使抗震能力得到提高，更可减少磨损，延长寿命。

    2、容量

作为计算机系统的数据存储器，容量是硬盘最主要的参数。硬盘的容量以兆字节(MB)    或千兆字节(GB)为单位，1 GB=1024 MB。但硬盘厂商在标称硬盘容量时通常取1GB=1000    MB，因此我们在BIOS中或在格式化硬盘时看到的容量会比厂家的标称值要小。

    3、磁头

    硬盘是依靠磁头进行读写工作的。磁记录技术最早产生于1955年，并且不断发展以满足人们对存储容量的更高要求。以往大多数硬盘采用一般的薄膜磁头(也称感应式磁头)，从本质上讲，这种磁头与磁带录音机的磁头很相似，通过检测存储介质表面磁通量的变化来读取数据。磁头从磁性存储介质上通过时，产生一个微小的信号，随后这个信号被放大、过滤、再转换成数字信号。

现在流行的磁头为磁阻磁头(Magneto-Resistive Head)，简称MR磁头，它的原理则完全不同。某些金属暴露在磁场中时，它的电阻会发生变化，MR电阻利用这一原理，在读数时，磁头通过存储介质的磁场，电阻发生变化，就可以通过感应电流电量的改变测出数据。在MR磁头基础上，IBM又开发了GMR(Giant Magneto Resistive)巨磁阻磁头。它同MR磁头一样，利用特殊材料的电阻值随磁场变化来读取盘片上的数据，但GMR磁头的物理原理是电子的量子效应，而MR磁头是基于感应材料本身的物理特性。通过使用特殊材料组成多层薄膜结构，GMR磁头的电阻值对磁场变化的敏感程度比MR磁头要大得多(即相同的磁场变化会引起更大的电阻变化，这也是被称为巨磁阻磁头的原因)，这意味着使用这种技术可以制造出密度更高的盘片。写入磁头还是使用电磁感应式的磁头，但是线圈数目少了许多。
4、缓存(Cache)

硬盘上的Cache的作用与CPU上的差不多，同样起数据缓存作用，它的用途主要是提高硬盘与外部数据的传输速度。它的大小与硬盘速度也有一定关系，当然也越大越好。现在市场上的硬盘缓存容量分为128KB、256KB和512KB，1999年一些厂商推出带2MB缓存的硬盘。

    5、平均寻道时间

    平均寻道时间是指在磁盘面上移动磁头到所指定的磁道所需的时间。它亦是衡量硬盘速度的重要指标。许多硬盘的这项指标都在9ms～10ms之间。

    6、S．M．A．R．T．

    S．M．A．R．T．(Self-Monitoring Analysis & Reporting Technology)即自动检测分析及报告技术。该技术可以减少数据丢失，预先报警能让用户掌握硬盘的性能状况。S．M．A．R．T技术的工作原理，其实就是一个需要人工参与的闭环控制过程，该闭环控-制的期望值就是把硬盘故障带来的损失最小化。它首先实时检测硬盘的各个重要参数信息(关于磁头、磁盘、马达、电路等)，然后把该信息与预先制定的阈值相比较，如果超出了阈值的范围，会自动向用户发出警告，更先进的技术还可以提醒网络管理员的注意，自动降低硬盘的运行速度，把重要数据文件转存到其他安全扇区，甚至把文件备份到其他硬盘或存储设备。但由于各个硬盘厂商硬盘的实际参数并不一样，每个硬盘厂商都有自己的安全保护技术，因此对于硬盘的监测和阈值很难制定一个统一的标准，现在各个厂商独自制定自己的监测参数和阈值。

    7、单碟容量

    单碟容量指单张盘片的容量，单盘容量越大，实现大容量硬盘也就越容易，寻找数据所需的时间也相对减少。随着MR磁头与PRML技术的采用，以及盘片制造工艺上的改进与新型磁盘材料的应用，现在的盘片大都采用金属薄膜磁盘，这种金属薄膜具有更高的记录密度、高剩磁和高矫顽力。

    8、PRML

PRML(Partial Response Maximum Likelihood)技术又叫部分响应最大似然技术。它的基本特点是利用逻辑规则分析磁头读出的一组数据，归纳出一个最接近标准数据的信号。PRML最初是为数据通信开发的，用来解决通信误码率，如外太空的探测器，远在几百万公里以外，却可以与地球进行通信，正是采用了PRML技术，使得信号穿过很长的距离和很强的干扰仍然能保持清晰。这项技术已在通信方面使用了20多年，后来被IBM公司用于硬盘制造上，获得很大成功。PRML技术可以提高盘片容量30%以上，而且加快了数据传输率。

    9、数据传输率

    数据传输率分为外部传输率(External Transfer Rate)和内部传输率(Internal Transfer Rate)。外部数据传输率指硬盘的缓存与系统主存之间交换数据的速度，内部数据传输率指硬盘磁头从缓存中读写数据的速度。

    在这项指标中常常以Mb/s或Mbps为单位，这是兆位/秒的意思，如果需要转换成MB/s(兆字节/秒)，就必须将Mbps数据除以8(字节位数)。例如，WD36400硬盘给出的最大内部数据传输率为131Mb/s，但如果按MB/s计算就只有16.37MB/s了。

    Ultra ATA-66接口的硬盘，由于受硬盘内部数据传输率的影响，硬盘和系统之间可靠的连续数据传输速度实际上达不到33MB/s，更达不到66MB/s。

    也就是说，连UltraATA-33的潜力都没发掘完全，更别说UltraATA-66了。因此硬盘的内部数据传输率就成了整个系统瓶颈中的瓶颈，只有硬盘的内部数据传输率提高了，再提高硬盘的接口速度才有实在的意义。

4.2 光驱
光驱已经成为目前家用多媒体电脑的必备配件，占领着非常庞大的市场。

4.2.1光驱的工作原理  

    1、光驱的外观和控制面板
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图4.4 光驱的前面板
在光驱的前面板上，我们可以看到以下部件： 

1、耳机插孔：连接耳机或音箱，可输出CD音乐。

    2、音量控制：调整输出的CD音乐音量大小。

    3、指示灯：显示光驱的运行状态。

    4、紧急出盒孔：用于断电或其他非正常状态下打开光盘托架。

    5、打开／关闭／停止键：控制光盘进出盒和停止CD播放。

6、播放／跳道键：用于直接使用面板控制播放CD光盘。

光驱的背面由电源线插座、主从跳线、数据线插座和音频线插座等4部分组成，如下图所示。
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图4.5 光驱的背面
2、光驱的工作过程

在无光盘状态下，光驱加电后，激光头组件启动，此时光驱面板指示灯将闪亮，同时激光头组件移动到主轴马达附近，并由内向外顺着导轨步进移动，最后又是回到主轴马达附近，激光头的聚焦透镜将向上移动三次搜索光盘，同时主轴马达也顺时针启动三次，最后激光头组件复位，主轴马达停止运行，面板指示灯熄灭。

    光驱中若放入光盘，激光头聚焦透镜重复搜索动作，找到光盘后主轴马达将加速旋转，此时若读取光盘，面板指示灯将不停地闪动，步进电机带动激光头组件移动到光盘数据处，聚焦透镜将数据反射到接收光电管，再由数据带传送到系统，微机就可读取光盘数据。若停止读取光盘，激光头组件和马达仍将处于加载状态中，面板指示灯熄灭。不过，目前高速光驱在设计上都考虑到可以使主轴马达和激光头组件在30秒或几分钟后停止工作，直到重新读取数据，这样可有效地节能，并延长光驱的使用时间。

4.2.2光驱的性能指标  

很多人都以为光驱的转速越快，其性能也就越高。其实，光驱的速度只是对其驱动电机的转速而言，而要真正衡量其性能高低，还要看下面几个指标表现如何。

    1、数据传输率(Data Transfer Rate)

    数据传输率就是我们常说的倍速，1倍速＝150KB/s。它是光驱最重要的性能指标，它表明了光驱从光盘上读取数据的快慢，在很多情况下，这个指标几乎成为衡量光驱性能的  惟一标准。通常来说，速度越高越好，目前的光驱大多为52倍速，数据传输率为52X150KB/s，这是指它的最大数据传输速率。

    2、平均寻道时间(Average Access Time)

    平均寻道时间是指激光头(光驱中用于读取数据的一个装置)从原来位置移到新位置并开始读取数据所花费的平均时间。显然，平均寻道时间越短，光驱的性能就越好。

    3、CPU占用时间(CPU Loading)

    CPU占用时间是指光驱在维持一定的转速和数据传输率时所占用CPU的时间，它也是衡量光驱性能好坏的一个重要指标。CPU占用时间越少，其整体性能就越好。

    4、数据缓冲区(Buffer)

    数据缓冲区是光驱内部的存储区。它能减少读盘次数，提高数据传输率。现在大多数光驱的缓冲区为128KB或256KB。

    5、接口类型

    常见有：EIDE(增强型IDE)接口，SCSI接口。IDE是目前普遍使用的光驱接口方式，具有安装方便、价格便宜的特点。SCSI接口的光驱价格相对要贵得多，需要SCSI接口卡支持，安装也较烦琐，但具有稳定、CPU耗用低的优点，因而，网络服务器广泛采用的都是SCSI接口的光驱。

    6、容错能力

    任何光驱的性能指标中都没有标出容错能力的参数，但这却实在是一个光驱的评判标准。在高倍速光驱设计中，高速旋转的马达使激光头在读取数据的准确定位性上相对于低倍速光驱要逊色许多，同时劣质的光盘更加剧对光驱容错能力的需求，因而许多厂家都加强对容错能力的设计。一些名牌大厂通常以提高光驱的整体性能为出发点，采用先进的机芯电路设计，改善数据读取过程中的准确性和稳定性，或者根据光盘数据类型自动调整读取速度，以达到容错纠错的目的。因此在选择光驱时除了要有较好的容错能力外，还要注意其整体性能的优良。必须注意的是，为了保证数据读取的严密性，光驱产品不可能具有同VCD影碟机一样的超强纠错能力，两者设计的出发点和使用目的都不相同。

    7、震动、噪音、发热

    光驱高速旋转的主轴马达带来的震动、噪音、发热对光盘有一定的影响，选择有防震机构、静噪性能的产品对光驱和光盘都有好处。

4.2.3  DVD-ROM光驱  

DVD-ROM的全称为Digital Versatile Disc(数字通用光盘)，是由飞利浦和索尼公司与松下和时代华纳两大DVD阵营制定的新一代数据存储标准。利用这一新的数据存储标准，我们可以轻易地将单面单层的存储量提高到4.7GB，并且还采用更先进的MPEG-2解压缩标准，MPEG-2标准要比以往使用的VHS和MPEG-l标准的画质解析度要清晰得多，其最高解析度可以轻而易举的达到500-1000线。

与江河日下的CD-ROM驱动器相比，DVD-ROM驱动器在诞生短短数年来便取得了飞速发展，DVD自身技术的成熟再加上CPU、显卡、声卡等性能的飞速提高以及MPEG-2软件回放技术的成熟，DVD-ROM已不再像空中楼阁那般遥不可及。DVD-ROM与CD-ROM的外观基本相同，如图所示的是一款DVD-ROM的外观。
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图4.6 DVD-ROM光驱
4.2.4  DVD-ROM的技术指标

    1、DVD-ROM的速度

    DVD-ROM驱动器也是分为2倍、4倍、8倍、16倍等所谓几倍速的说法，这也是用来简单衡量DVD-ROM驱动器速度的一个指标，但有一点值得说明，那就是DVD-ROM驱动器的倍速并不等同于CD-ROM驱动器的倍速。因为相对于DVD-ROM驱动器来讲，1倍速就约等于CD-ROM倍速的9倍。

    2、DVD的规格

DVD的规格目前主要有以下几类：一是DVD-ROM(也就是计算机上的DVD驱动器)；二是家用的DVD-Video，三是DVD-Audio(规格尚未统一)；四是只能写一次的DVD-R：五是可以进行多次读写的DVD-RAM。

    3、DVD的介质

    说到DVD，首先就不能不了解一下DVD的盘片。DVD盘片的大小与CD相同，由两个厚0．6 mm的基层粘成。DVD盘片可以单面存储，也可以双面存储，而且每一面还可以存储两层数据。因此，DVD的碟片分为4种：单面单层(DVD-5)容量为4.7GB；单面双层(DVD-9)容量为8.5GB；双层单面(DVD-10)容量为9.4GB、双面双层(DVD-18)容量为17GB。

    4、DVD的激光头

    目前市场上的DVD-ROM驱动器主要有单激光头和双激光头之分。

    单激光头也就是用同一个激光头读取DVD和CD-ROM信号，双激光头则主要是指分别采用两个激光头读取DVD和CD-ROM信号。

    5、MPEG-2压缩

    为了解决对带宽和存储空间的需求问题，DVD标准使用了MPEG-2压缩技术。它是MPEG(电影画面专家组织)1993年推出的影像压缩标准，采用可变位速率VBR技术，能够根据动态画面的复杂程度，适时地改变数据传输速率来获得较好的编码效果，在较单调画面数据量不多的情况下，采用2Mbps位速率进行编码；在较复杂的画面时则采用10Mbps位速率进行编码，从而减少在复杂或快速移动画面时马赛克等干扰的发生。

    6、杜比AC-3环绕音效

    杜比AC-3环绕音效是杜比公司制定的环绕声场技术，提供了6声道数码音频。对话、背景音乐和效果，都能得到完美、真实和清晰地再现。由于DVD规格支持多达8个音轨，因此给AC-3环绕音效的录制和回放带来极大的便利。

4.2.5  CR-R与CD-RW 

CD-RW与CD-R仅一个字母之差，但在性能和工作原理等方面却有所差异。CD-RW是指可以多次写入、多次读取的可擦写光盘刻录机。CD-RW的工作原理是使用了一种所谓的“相变”(Phase Change)技术，同样也是利用激光的大功率辐射，对光盘本身的感光物质进行瞬间的加温，它与CD-R的不同点是，它是通过相位转换来记录数据。这种工作方式与CD有所不同，由此可以制造出能够提供读取的反射点，而且这些类似小“泡”的反射点也是可以重复烧制的。

    1、CD-R的读写速度

    CD-R的读写速度是标志CD-R性能的主要技术指标，包括数据的读取速度和数据的写入速度，在理论上，速度越快性能就越好，但由于技术的限制，CD-R的写入速度远比它的读取速度要低。目前CD-R最高的读取速度可以达到48倍速，但用户不会刻意把刻录机当作CD-ROM来使用，这个指标的作用其实并不明显。CD-R的最大写入速度目前可达24倍速，写CD-RW光盘时还要慢一些。速度越高，写盘花费的时间越少。实际上由于盘片、刻录软件以及其它方面的限制，高速“写盘”时，很容易引起“飞盘”现象，导致刻录失败。

    2、CD-R的接口方式

    CD-R的接口方式一般有3种形式，即SCSI接口、IDE接口和并口(也叫打印口)。SCSI接口在CPU资源占用和数据传输的稳定性方面要好于其他两种接口，系统和软件对刻录过程的影响也低很多，因而它的刻录质量最好。但SCSI接口的刻录机价格较高，还必须另外购置SCSI接口卡。

    IDE接口的刻录机价格较低，兼容性较好，可以方便地使用主板的IDE设备接口，数据传输速度也不错，但由于对系统和软件的依赖性较强，刻录质量要稍逊于SCSI接口的产品。并口的刻录机现在已经不多见。

   3、CD-R的缓存容量

缓存的大小是衡量CD-R性能的重要技术指标之一，刻录时数据必须先写入缓存，刻录软件再从缓冲区调用要刻录的数据，在刻录的同时，后续的数据再写入缓存中，以保持写入数据的良好组织和连续传输。如果后续数据没有及时写入缓冲区，传输的中断则将导致刻录失败。因而缓冲区的容量越大，刻录的成功率就越高。目前CD-R的缓存容量一般在512KB—2MB之间。

    另外，盘片之间的兼容性也是衡量购买CD-R是否合算的一项重要指标。盘片是刻录数据的载体。CD-R盘片根据介质分为金碟、绿碟和蓝碟3种。其中绿碟作为基本规范，兼容性较好；金碟是在绿碟的基础上改良而成的，兼容性更好：蓝碟的特点在于性价比较高，最初在兼容性上颇有微词，但现在名牌产品基本改进了这一缺点。

4.3 软驱

软盘驱动器(Floppy Disk Drive)简称“软驱”，在早期由于网络和移动存储设备尚未普及，软盘驱动器则一直扮演着PC与PC之间数据交换的桥梁的角色，并且软驱是电脑发展到现在一直保留的存储设备。

4.3.1软驱的结构

    软驱设备是一种直接存取保存的设备，它可以直接存取记录数据，还可以顺序或随机方式存取。软驱与软盘是一种直接存取数据设备，那么我们先来看看软驱的结构。

    1、磁头定位器

    采用步进电机，用以带动磁头部分沿磁盘半径方向作径向直线运动。从适配器接口送来的“方向”和“步进”控制脉冲，驱动步进电机使磁头定位到需寻址的磁道和扇区。

    2、数据读写电路

    读写磁头作为一个整体安放在一起，共用一个读写电路来完成数据的读出和写入。

    3、盘片驱动器

    一个+12V的直流伺服电机用来带动软盘盘片以300rpm的恒速度旋转。

    4、状态检测系统

    由4个检测装置组成：“0”磁道检测装置、索引孔检测装置、写保护检测装置和盘片更换检测装置。

4.3.2软驱的工作过程
软盘驱动器的工作过程是：当把软盘插入驱动器中，启动软盘驱动器，这时主轴部件带动盘片旋转，使转速达到额定值，随即启动磁头驱动与定位装置，使磁头移动并将其前隙定位到0磁道上，驱动器准备完毕，进入待命状态。当控制器接到数据总线发出的命令后，经过控制器上的微处理器对命令进行解释、译码，产生各种控制信号，如发出步进脉冲、磁头运行方向信号、读／写选项信号等。

    首先是寻找磁道的操作，使磁头定位在目标磁道上。寻道前，磁头所在的磁道地址已存放在道号寄存器中，目标磁道号也已放入寄存器内。再比较两者求出磁头需要移动的磁道数和移动方向，由此给出驱动步进电机“走步”的步进脉冲与方向信号，完成寻道与定位的工作。然后检测索引、扇区标志，即确定在磁道上的哪个扇区读写数据。

    最后发出读、写命令及传送相应的数据，实现数据的读／写操作。在读／写数据之前，必须对所要工作的磁盘进行检测扇区地址标志(AMl)、读取扇区地址(CHRN)和校验码(CRC)，经过核对比较无误后才能进行读／写操作。

4.3.3 软盘的外观与结构
软盘片是由起保护作用的塑料封套和盘片组成。在软盘读写时，塑料封套被固定在软盘驱动器中，而封套内的盘片在驱动电机的驱动下进行旋转，以便于磁头进行读写操作。

  目前常见的3.5英寸软盘的结构和软盘的磁道和扇区示意图如图所示。
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图4.6 3.5英寸软盘的外形、磁盘的磁道和扇区
4.3.4 软盘的容量类型
    软盘驱动器按照尺寸大小可分为：5.25英寸大磁盘驱动器和3.5英寸小磁盘驱动器。5.25英寸磁盘驱动器又可分为360 KB低密度磁盘驱动器和1.2MB高密度磁盘驱动器两种。前者使用5.25英寸的2D双面磁盘，容量为360KB；后者既可使用5.25英寸的2D双面360KB磁盘，也可使用2HD，容量为1.2MB的高密度磁盘。这两种盘片现在都已经不多见。

    3.5英寸磁盘驱动器又可分为720KB磁盘驱动器和1.44MB磁盘驱动器，前者使用3.5英寸2DD磁盘，容量为720 KB；后者就是我们目前最常见的软盘驱动器，它既可以使用2DD的720KB磁盘，也可以使用容量为1.44MB的2HD高密度磁盘。

软盘在使用前应先要格式化(但目前市场上不少软盘在销售时已做好了格式化，这主要是为方便用户使用)，来划分磁道和扇区的格式。磁道越多表示能保存的容量就越大，存储容量是指它能容纳信息的量(数据字节的总数)。存储容量分为非格式化容量和格式化容量两种。非格式化容量指软盘上所标注的容量。格式化容量计算公式是：软盘格式化容量＝磁面数×磁道数×扇区数×512(B)，比如3.5英寸的软盘容量为：2×80×18×512＝1474560B，约等于1.44MB。软盘插入驱动器时是有正反面的，插错了是插不进驱动器的。 

第五章  组装电脑

5.1  安装前的准备工作

在动手组装电脑前，应先学习电脑的基本知识，包括硬件结构、日常使用的维护知识、常见故障处理、操作系统和常用软件安装等。

    装机要有自己的打算，不要盲目攀比，按实际需要购买配件。

除了机器配件以外，还需要预备要用到的十字螺丝刀、尖嘴钳、镊子等工具。

5.1.1在安装计算机前，对室内环境要有一定的准备：

1、准备好多口电源插座，计算机的插座应该是独立的，不要与其他家电用器设备共用一个插座，以防止这些设备干扰计算机。

2、如果有条件的话，先用万能表测量电源的电压，要求大约在220V—240V之间。若电源波动范围较大，应使用UPS电源或稳压电器。

    3、在夏天，如果室内温度过高，超过30度以上，应打开空调，以防止温度过高对计算机的影响。

    4、保持室内整洁，打扫房间时，最好使用吸尘器，以防止灰尘进入计算机的机箱内部。

5、为了在冬季干燥季节防止静电，可以在地面上洒一些水，保持室内有相对的湿度。

5.1.2 组装时应注意的事项：

   1、对所有的板卡及配件都要轻拿轻放。用螺丝刀紧固螺丝时，用力应适中，不可用力过猛，以防止损坏板卡上的元件。

   2、在接触计算机的元件时，应先用手摸一下水管或暖气管的金属部分，以放掉身上的静电。因为CPU、内存以及板卡上的元件一般都是COMS器件，很容易被静电击穿。另外，在装机过程中，由于不断的摩擦也会发生静电，所以在隔一段时间后又要再次释放身上的静电。有条件的话，可以在手腕上带上防静电腕带。

   3、新的机器装完后，要进行24小时的“烤机”。所谓的“烤机”就是让机器一直开着，如果硬件有问题，一般在24小时内的“烤机”中会被发现。如发生“死机”现象，则说明系统的硬件有问题。如“烤机”过程中闻到有焦糊的味道，应及时关机，查明原因。

5.2 机箱和电源

机箱虽然只是计算机的一个容器，但是机箱的作用同样重要。在机箱内部，安装了主板、CPU、内存、硬盘、光驱等重要的组件，机箱起着固定和散热的作用。机箱分为卧式机箱和立式机箱，由于散热等方面的原因，目前多以立式机箱为主。

    电源起着对整个主机系统供电的作用，稳定的电源是机器正常工作的关键。现在购买的机箱多数配备了电源。

    目前还出现了另一种所谓的准系统，使机箱看起来小了很多。准系统主要由机箱、电源和主板构成。由于使用了特制的主板，从而缩小了主板的占用空间，这样在很小的机箱中也可以安装所有的计算机组件。


在正式安装机器前，先介绍一下有关机箱和电源一些基本知识。

5.2.1机箱

很多人在组装计算机时不惜在CPU、显卡等配件上大量投资，而在机箱的选择上则是能省就省，或者是只图外观漂亮；还有的人认为，只要有一个好电源就能保证自己的计算机稳定工作，机箱随便选一个就可以。实际上，机箱的选择也是非常重要的，机箱为主板、显卡、硬盘、光驱提供一种支撑，对计算机能否稳定的工作至关重要。下面，我们就来谈一谈机箱的一些基本知识。
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图5.1 机箱的外观

一、机箱类型

机箱有很多种类型，比较普遍的是AT、ATX、Micro ATX三种。AT机箱主要使用在早期安装AT主板的机器中，现在已经不多见。ATX机箱是目前最常见的机箱，支持现在绝大部分类型的主板。Micro ATX机箱是在ATX机箱的基础之上建立的，为了进一步的节省桌面空间，因而比ATX机箱的体积要小一些。各个类型的机箱只能安装其支持的类型的主板，一般是不能混用的，而且电源的大小和接口也有所差别，所以大家在选购时一定要注意。另外，机箱还有超薄、半高、3/4高、全高和立式、卧式机箱之分。3/4高和全高机箱拥有三个或者三个以上的5.25英寸驱动器安装槽和两个3.5寸软驱安装槽。超薄机箱只有一个3.5寸软驱槽和2个5.25寸驱动器槽，而半高机箱主要是Micro ATX机箱，它有2～3个5.25寸驱动器槽。在选择时最好以标准立式ATX机箱为准，因为它空间大，安装槽多，扩展性好，通风条件也不错，完全能适应大多数用户的需要。

二、箱体用料

    1、镀锌钢板

机箱箱体用料是判断机箱品质的重要指标。目前大部分机箱箱体采镀锌钢板，这种钢板的优点是抗腐蚀能力比较好。大家知道，钢铁暴露在比较潮湿的空气中容易受到腐蚀，而镀锌钢板可以依靠在空气中形成致密氧化物保护层的金属锌来保护内部的钢结构。在被划伤的情况下，相对活泼的镀锌部分可以作为牺牲阳极，延缓钢铁的锈蚀，镀锌层较厚的钢板抗腐蚀能力就强些。

2、喷漆钢板

少数厂商的产品采用涂了防锈漆甚至普通漆的钢板，这样的机箱最好不要购买。

3、镁铝合金

镁铝合金机箱不仅重量轻、散热好，而且由于表面有致密的氧化层保护，就不用考虑受腐蚀的问题了，缺点是价格较高。

与观察做工相比，普通消费者可能更加难以判断用料的优劣，一个简单的方法就是拆开机箱，用肉眼观察内部架构以及侧板所采用的钢材的厚度，或者抬起机箱估算它的重量。但这—方法并非完全有效，采用高强度钢，结构设计合理的机箱在保证足够的强度的基础上尽量减轻机箱的重量，毕竟过分沉重的机箱无论在使用上还是维修上都很不方便。

—般说来，有规模的机箱生产厂家生产原料进货渠道以及质量控制非常严格，机箱做工精美，用料扎实。可是机箱的做工和用料与成本是密切相关的，这些名牌产品多数售价不菲。但即使如此，在资金允许的情况下，也应该尽量选择大厂的产品。

三、前面板

除了箱体，前面板的用料也很重要。目前市面上的机箱前面板大多采用ABS或HIPS两种材料。采用ABS材料制造的前面板强度高，韧性大，性能也好；采用HIPS制作的面板用在较低价位的机箱上，这样的面板强度低、韧性差、容易损坏，使用—段时间后会老化变黄。

还有一点需要注意的是，前面板造型比较复杂的机箱，如卡通造型机箱，由于面板模具加工困难，会使成本增加。因此我们建议，廉价的卡通机箱尽量不要购买，因为它无法保证机箱的做工和材料的选用足够好。
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图5.2 机箱的内部构造
四、机箱结构

1、基本架构

一款优秀的机箱应该拥有合理的结构，包括足够的扩展槽位，能够让使用者方便地安装和拆卸配件的设计以及合理的散热结构。如果一款机箱仅仅是做工和用料优秀而没有合理的结构，那么它也不能算是一款好的产品。

由于各种配件的不断降价以及硬件生产厂商不断推出更具新颖功能的产品，很多朋友都拥有多种设备，这就使5英寸设备和3英寸设备的槽位日趋紧张，所以消费者在购买时应该根据自己的需要充分考虑，选择有足够升级能力的机箱。比如需要用到多种存储设备的用户就需要考虑除了安装光驱软驱之外，还有没有足够的槽位安装DVD驱动器、刻录机等设备。而需要安装多块硬盘组成磁盘阵列（RAID）的人就要看看有没有足够的槽位安装自己的多块硬盘了。目前流行的是不少于4个5英寸槽位，1—2个3英寸驱动器槽位以及2个以上的3英寸半高硬盘槽位。少于这个槽位数量的机箱，对于考虑将来要进行扩充的用户来说，现在就要谨慎考虑是否购买。而对于没有特殊要求的普通家庭用户，则可以放宽要求。

2、拆装设计

对于经常打开机箱的硬件爱好者来说，方便拆装的设计更是必不可少的。目前在很多机箱上都有这种设计，比如侧板采用手拧螺丝来固定，3英寸驱动器架采用卡勾固定，5英寸驱动器架配备免螺丝弹片，机箱前面板加装USB接口和音频接口等等。但要注意的是，某些设计虽然给使用者带来了便利，但是也有可能会对机箱的整体结构强度造成负面影响，消费者在购买时应该综合考虑。

3、散热设计

合理的散热结构更是关系到计算机能否稳定工作的重要因素。高温是电子产品的杀手，过高的温度会导致系统不稳定，加快零件的老化。随着CPU主频的不断提高，高速硬盘的普遍使用，高性能显示卡的更新换代，机箱内部的散热问题也越来越受到重视。

目前最有效的机箱散热解决方法是为大多数机箱所采用的双程式互动散热通道：外部低温空气由机箱前部进气散热风扇吸入进入机箱，经过南桥芯片、各种板卡和北桥芯片后，最后到达CPU附近，在经过CPU散热器后，—部分空气从机箱后部的排气风扇抽出机箱，另外一部分从电源底部或后部进入电源，为电源散热后，再由电源风扇排出机箱。机箱风扇多使用80mm规格以上的大风量、低转速风扇。为避免过大的噪音，可以选用滚珠轴承的风扇。

为了更好的对高速硬盘散热，有的厂商在三英寸驱动器架的前部安装了附加进气风扇，不但能够增加机箱内空气流量，而且可以直接对硬盘进行散热。另外一个新颖的解决思路是将传统的硬盘安装位置下移，使硬盘和机箱底部接触，这种方法既利用了机箱底板增强硬盘散热，又可以使新鲜的低温空气进入机箱后首先给硬盘散热，大幅度降低了硬盘热量，延长硬盘使用寿命。还有的厂商为了避免机箱内杂乱的走线影响空气的流动，在合适的位置设置了尼龙的理线夹，可以将数据线和电源线固定在不影响风道的位置上。拥有这些设计的机箱在选购时应该优先考虑。

4、电磁屏蔽

现在计算机的工作频率都很高，和手机一样，也会向周围的空间释放各种各样电磁波，良好的电磁屏蔽是保护使用者健康的最后一道防线。另外，屏蔽良好的机箱还可以有效地阻隔外部辐射干扰，保证计算机不受外部辐射影响。

1、机箱的开孔要符合规范

为了增加散热效果，机箱上必要的部分都会开孔，包括侧板孔、抽气扇进风孔和排气排风孔等等，但是孔的形状和周长都必须符合要求。机箱内部的电磁波会在机箱表面产生感应电流，当电流通过孔时，会以辐射的方式发射能量，此辐射能量的大小与孔的周长有关。为了屏蔽高频率的设备产生的电磁波，孔的周长至少要小于1／20的波长，在相同面积的孔中，圆形孔的周长最小。所以机箱上的开孔多采用圆孔，而且要尽可能的小。

2、各种指示灯和开关接线的电磁屏蔽

另外，还要考虑前面板上各种指示灯和开关接线的电磁屏蔽问题。比如，较长的连接线应该设计成双绞线，或者在线上增加一个小的磁环来减少电磁辐射的泄漏。

3、细节部分的屏蔽设计

最后要注意的是细节部分的屏蔽设计。比如在机箱侧板安装处、后部电源位置设置防辐射弹片，这种弹片会使设备之间连接更为紧密，可有效防止辐射泄漏。有些厂商生产的机箱在5英寸和3英寸驱动器槽位的挡板处，都使用了带有防辐射弹片与防辐射槽的钢片，更加有效地对电磁辐射进行了屏蔽，但很多廉价机箱电磁辐射屏蔽设计往往忽略了这里，仅仅使用了普通钢片作为挡板。

消费者更直观的判断一款机箱是否有良好的防辐射屏蔽的办法，就是察看机箱是否通过了EMI GB9245 B级、FCC B级以及IEMC B级标准的认证，这些民用标准规定了辐射的安全限度，通过这些认证的机箱—般都会有详细的证书证明。

以上几点就是大家在选购机箱时应该注意的问题。在满足了这些要求后，漂亮的外观才是接下来应该考虑到的因素。选购到一款样式美观、做工用料优秀、结构合理、使用安全的机箱是我们的最终目标。

5.2.2电源

机箱电源是电脑主机的动力源泉，一台计算机除了显示器部分直接由外来电源供电外，其余所有部件均由机箱内部的电源供电，电源质量的好坏，直接影响电脑部件的寿命及性能。目前就电源的技术而言，应该说已经很成熟，但是许多电源厂家面对竞争激烈的市场往往以减少元器件或采用劣质的元器件，来降低成本提高市场的竞争力，贪图便宜购买到这些电源的用户，最终的可能成为受害者。据统计，电脑故障50％以上是由电源质量引起的。

    不良的电源容易导致计算机出现下述问题：

1、导致硬盘出现坏道或损坏

质量不好的电源易导致硬盘出现假坏道，这种故障一般可通过软件修复。如果有用户遇到此类情况，首先要检查的是电源。在修复硬盘同时，考虑换一个性能良好的电源，否则时间一久就容易出现物理损坏，甚至烧毁硬盘。当然，并不是所有的硬盘故障都是由电源引起的。

2、声卡的噪声

当你发现声卡噪声较大，而购买的又是较好的声卡时，就要注意电源，看一看噪声是不是由电源引起的。

3、光驱读盘性能不好

如果新配的计算机或新买的光驱读盘不好，而光驱本身又是好好的，那么很大的原因可能就是电源。而如果发现光驱质量没有问题，而读盘时却经常死机，则说明电源功率可能不足。

4、CPU超频时性能不稳定，有可能是电源的问题。

5、显示屏上有水波纹，也有可能是电源的问题。

6、主机莫名奇妙地重新启动，有可能是电源的问题。

7、挂多个硬盘或光驱后，多次按启动键才能启动电脑，有可能是电源功率不足。

那么，一台电脑到底需要多大功率的电源呢？虽然大多数电脑配件的功率消耗随型号、厂商的不同而有较大差异，但大致也有一个范围。我们可以按照下面的经验值推算出的电脑主机的功率消耗，这个结果是理论上最大的消耗，实际的消耗要低于这个数值。

1、CPU：赛扬约消耗40W，P4约需70W。

2、硬盘：每块大约消耗30W。

3、光驱、DVD、刻录机：每台大约消耗25W。

4、显卡：约35W。高端的显卡可以按50-60W计，但如果是用于视频处理等领域的专业显卡则须另外计算。

5、其它：合计约50W。包括声卡、内置式Modem、网卡、软驱、主板、散热风扇、内存等。

一般来说，—台带有一块硬盘、一个光驱的P4电脑，额定功率200W电源完全可以胜任。而一台带两块硬盘、两个光驱的P4电脑，额定功率250W的电源就可以了。但是如果考虑将来的升级，额定功率为300W的电源应该是首选。当然，更大功率的电源可能会使系统更加稳定、可靠，但成本也较高。

PC电源的标准：

(1)PC／XT电源：IBM最先推出个人PC／XT机时制定的标准。

(2)AT电源：也是由IBM早期推出PC／AT机时所提出的标准。

(3)ATX电源：由Intel公司于1995年提出的一个工业标准。P2、P3电脑使用此标准的电源。

(4)ATX12V电源：支持P4的ATX标准，是目前的主流电源标准。

(5)WTX：ATX电源的加强版本。尺寸上比ATX电源大，供电能力也比ATX电源强，常用于服务器和工作站。

ATX 12V电源当前流行版本有：

(1)ATXl2V1.1：新增加了4芯电源连接器，接在主板上为P4处理器供电，供电电压为+12V。
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(2) ATXl2V1.3：电源接口增加了对SATA硬盘的支持，去掉-5V的电源输出，增加了+12V的输出能力。

(3)最新标准ATX12V2.0：增加了+12V的输出能力。主板电源连接器由20针改为24针，以支持75W的PCI Express总线，同时辅助电源接口取消。

ATX电源的输出电压：

(1)+3.3V：在以前的AT电源上并没有这一路输出，从PII开始诞生的ATX规范中才加入了+3.3V，因为主板由+5V供电改为+3.3V后，可以明显降低主板的功耗。现在的主板都是由+3.3V供电，经主板处理后驱动CPU、内存及PCI设备。
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(2)＋5V： 主要用于驱动磁盘、光盘驱动器的电路板部分，现在的大功耗显卡及AMD系统对+5V也有相当的要求。

(3)＋12V：对于现在的系统来说，+12V用于驱动各种驱动器的电机、散热风扇、主板连接设备等。因为+12V用于驱动硬盘及光驱的马达，如果电压过低，硬盘就有可能出现逻辑坏道而光驱则会出现读盘能力下降；但是如果是电压过高，那就危险了，轻则死机，重则烧毁硬盘和光驱。
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从Pentium 4系统开始，ATX升级为ATX12V，主要区别是增加了4Pin插头，提供+12V电压给主板，经变换后给CPU供电；后来由于AMD公司的Athlon XP和新Duron CPU的功耗同样不容小觑，部分Socket A主板也采用了这种+12V辅助供电的设计。

(4)-12V：用于某些串口的放大电路，电流要求并不高，-12V输出电流通常小于1A。

(5)-5V： 在较早的PC中，用于软驱控制器及ISA总线板卡电路。现在的系统中已经不再使用，所以在新版本的电源标准中已经取消这路电压输出。

(6)＋5V Stand-by(+5VSB)：最早出现在ATX上，系统关闭后的继续给主板供电的+5V待机电压，在CCC认证当中，规定了+5VSB的输出不得小于2A。

另外，需要特别提醒的是：在没有切断主机电源的情况下（没有拔下电源插头）， +5VSB 仍然对主板供电，所以这时如果插拔内存等，有可能烧毁设备。

图5.6、图5.7是微机电源常见的各种接口。图5.8是P4微机主板上的电源插头。
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图5.8 主板上的20pin电源接口和4pin电源接口
5.3  组装电脑的过程

对于平常接触电脑不多的人来说，可能会觉得“装机”是一件难度很大、很神秘的事情。其实只要你亲自动手组装一次后，就会发现，原来也不过如此。在组装电脑的准备工作都准备好之后，下面就开始进行组装电脑的实际操作。我们以一台Pentium 4的电脑为例，来介绍微机组装的全过程，本资料仅供参考，实际操作中要灵活运用，多动脑筋，不断总结经验。
5.3.1 在主板上安装CPU、风扇、内存
在有些书上介绍，先将主板固定在机箱中，再安装CPU和内存，我们认为这样可能造成安装CPU和散热风扇上的困难，而且容易引起不亮接触。所以我们的经验是：先将CPU、风扇和内存在主板上安装好以后，再将主板小心地固定在机箱内。过程如下：

1、将主板放在一个平整的桌面上，下面垫上主板包装盒内的塑料垫子。
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图5.9 主板的外观
2、安装CPU

A、将处理器插座连杆向上拉起到90度角的位置。
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B、将处理器的第一脚（有金色三角记号处）对准插座上的缺角记号，将处理器插入。
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C、确定处理器插入后，一手按住CPU另一手将连杆向下按至原位。
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D、安装CPU风扇、并用专用的卡子固定好。安装时不要破坏散热器下面涂好的导热硅脂。
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E、连接CPU风扇的电源接头于主板上。主板上有多个风扇的接头，注意不要接错。 
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3、安装内存

在安装内存条时，一定要注意其金手指缺口和主板内存插槽口的位置相对应。具体的操作步骤如下。

A、首先要掰开DIMM插槽两边的两个固定卡子。

[image: image28.png]



B、将内存条的凹口对准DIMM插槽的凸起的部分，均匀用力插到底，同时插槽两边的固定卡子会自动卡住内存条，这时可以听见插槽两侧的固定卡子复位时发出“咔”一声响，表明内存条已经完全安装到位了。在安装时注意不要太用力，以免损坏内存和插槽。
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另外，由于目前多数主板都能够自动识别CPU的类型，并自动配置其工作电压、外频和倍频等，所以不再需要进行其他跳线设置。如果主板要求进行跳线设置的，可根据主板说明书来进行，这里不再叙述。
5.3.2 机箱电源的安装

    1、打开机箱的外包装，将螺丝、挡片等附件放在一个小盒里备用。

2、打开机箱的外壳，机箱的整个机架由金属构成，它包括五寸固定架(安装光驱)、三寸固定架(用来安装软驱、硬盘)、电源固定架(用来固定电源)、侧板(用来安装主板的)、机箱后面的槽口(用来安装各种插卡)、PC喇叭(可用来发出简单的报警声音)、前面板接线(用来连接各信号指示灯以及开关电源)等。
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图5.10 机箱的内部构造
3、机箱中电源通常放置在机箱尾部的上端。电源末端的四个角上各有一个螺丝孔，安装时先将电源放置在电源托架上，并将4个螺丝孔对齐，然后再拧上螺丝。

5.3.3 主板的安装
在机箱用于固定主板的侧板上有不少圆孔，而在主板上也有一些安装孔，这些孔和侧板上圆孔是相互对应的，是用来固定主机板的。安装主板的时候，先将机箱卧倒，接着在机箱侧板上的圆孔上装上定位螺丝，并安装好后挡板。后挡板一般附在主板的盒子里，主板上的键盘口、鼠标口、串并口、USB接口等都要通过这个后挡板上的孔与外设连接。最后小心地把主板放上去，要注意主板外设接口与后挡板的孔位对齐，再把所有的螺钉对准主板的固定孔，依次把每个螺丝安装好，并拧紧螺丝。
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图5.11 机箱的后挡板
主板安好后，要给主板插上供电插座。从机箱电源的输出线中找到主板的电源线接头，插在主板上相应的电源插座上(参见电源章节)，注意一定要插紧。

    在机箱的前面板上有电源开关(PWR SW)、复位开关(RESET SW)、电源指示灯(POWER LED)、硬盘指示灯(HDD LED)和一个小喇叭(SPEAKER)，需要通过信号线接在主板相应的接口上，在连接主板的接头的一端，会有相应的标示，如下图所示。对这些信号线的连接，在主板的说明书上都会有详细的说明。
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图5.12 前面板的信号线接头
    1、安装电源指示灯(POWER LED)

    电源指示灯的接线只有1、3位，1线通常为绿色，在主板接头上通常标为“POWER LED”。连接时注意绿线对应主板上的第1针。当它连接好后，电脑一打开，电源指示灯就一直亮着，表示电源已经打开了。

    2、安装复位开关(RESET SW)

    Reset连接线是一个两芯接头，连接机箱上的“Reset”按钮，它接到主板的“Reset”插针上，此接头无方向性，只需短路即可进行“重启”动作。

    主板上“Reset”针的作用是这样的：当它们短路时，电脑就会重新启动。“Reset”按钮是一个开关，按下时产生短路，松开时又恢复开路，瞬间的短路就可以使电脑重新启动。

    3、安装喇叭(SPEAKER)

    PC的喇叭是4芯接头，实际上只有1、4两根线，接在主板的“SPEAKER”插针上，这在主板上有标记，在连接时红线对应“1”的位置。有的主板上已经集成有一个小的蜂鸣器，就不必再外接小喇叭了。

    4、安装硬盘指示灯(HDD LED)

在主板上这样的接头通常标着“IDE LED”或“HDD LED”字样，硬盘指示灯为两芯接头，一线为红色，另一线为白色，红色表示为正，白色表示为负。在连接时红线要接在主板上的第1针上。

    5、安装电源开关(PWR SW)

ATX结构的机箱上有一个电源的开关接线，也是一个两芯的接头。它和Reset接头一样，按下时就短路，松开时就开路，按一下电脑的总电源就开通了。现在电脑的关机是靠软件来控制的，如果系统死机，无法正常关机时，可以通过按住电源开关四秒钟以上来强行关机。 

5.3.4 驱动器的安装
安装驱动器包括硬盘、光驱和软驱的安装，它们的安装方法几乎相同。

    1、安装光盘驱动器

    下面先介绍安装光驱的操作步骤。光盘驱动器包括CD-ROM、DVD-ROM和刻录机，其外观与安装方法基本一样。

首先，从机箱的前面板上，取下一个五寸槽口的塑料挡板，用来安装光驱，出于散热方面的考虑，应该尽量把光驱安装在最上面的位置。把光驱从前面放进去后，在光驱的每一侧用两颗螺丝初步固定，先不要拧紧，这样可以对光驱的位置进行细致的调整，等光驱面板与机箱面板平齐后，然后再上紧螺丝。

最后，为光驱接上电源接头和数据电缆。插入电缆时，要注意接头的方向性（电源接头的红线和数据电缆的红线都在内侧）。在主板上的IDE接口旁，一般会标出1号针的位置，对应电缆红色的一侧。

在这里需要注意的是，安装光驱或硬盘前，先检查一下光驱或硬盘后面的跳线。通常计算机的主板上有两个IDE接口，分别是IDE0、IDE1或IDE1、IDE2，每个IDE接口只能连接两个IDE设备（硬盘或光驱），这样，一台计算机最多可连接4个IDE设备。在同一个IDE接口上连接2个IDE设备时，必须通过IDE设备上的跳线将它们区分开来，一块设置为Master，而另一块必须设置为Slave。

现在，用于引导系统的硬盘和光驱一般不建议连在同一条数据电缆上，硬盘一般连在第一硬盘口上，而光驱接在第二硬盘口上。如果要在同一个接口上安装两个光驱，在固定光驱前，必须对光驱后面的跳线进行设置，其中一个光驱设置为主(Master)，另一个设置为从(Slave)。

    2、安装软驱

    安装软驱同安装光驱基本相似。软驱固定好后，最好拿个软盘来试一下可否顺利地插入、弹出。

    3、安装硬盘

    安装硬盘的方法同安装光驱、软驱相同。不同品牌和型号的硬盘，它的跳线指示信息可能也有所不同，一般在硬盘的表面或侧面标示有跳线指示信息。完成跳线设置后，我们便可将硬盘安装到机箱内，并连接数据线和电源线了。

    在安装硬盘的时候，要尽量把螺丝上紧，把它固定得稳一点，因为硬盘经常处于高速运转的状态，这样可以减少噪音以及防止震动。

通常机箱内都会预留装两个硬盘的空间，假如只需要装一个硬盘的话，应该把它装在  离软驱较远的位置，这样更加有利于散热。

5.3.5 安装显卡和其它板卡
现在的显卡一般都是AGP卡，所以只要插到相应的AGP插槽就行了。先将机箱后面AGP插槽对应的档板取下。将显卡插入主板AGP插槽中，如图所示，在插入的过程中，要把显示卡以垂直于主板的方向插入AGP插槽中，用力适中并要插到底部，保证卡和插槽的良好接触。显卡插入插槽中后，用螺丝固定好
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图5.13 安装AGP显卡
安装其它板卡同安装显示卡的方法一样，只不过现在的板卡多数为PCI总线，插入的是PCI插槽罢了。

5.3.6 连接外设，并首次通电试验
    主机安装完成以后，先把键盘、显示器同主机连接起来，鼠标可以暂时不接。最后连接主机和显示器的电源线。

    最后，检查一下，如果没有发现问题，就可以通电启动计算机了。启动电脑后，如果一切正常的话，可以听到CPU风扇和主机电源风扇转动的声音，还有硬盘启动时发出的声音。喇叭会发出“嘟”的一声，显示器会出现开机画面，并且进行自检。

如果在启动中没有点亮显示器，可以按照下面的办法查找原因所在。

    (1)确认给主机电源供电。

    (2)确认主板已经供电。

    (3)确认CPU安装正确，CPU风扇是否通电。

    (4)确认内存安装正确，并且确认内存是好的。

    (5)确认显示卡安装正确。

    (6)确认主板内的信号连线正确。

    (7)确认显示器与显示卡连接正确，并且确认显示器通电。

    如果上述的安装都是正确的，那么多数是硬件本身有问题了。

5.3.7 整理内部机箱连线和合上机箱盖
    主机机箱内部的空间并不宽敞，加之设备发热量都比较大，如果机箱内部的线路不加整理的话，会影响空气流动与散热。对于面板信号线，要将这些线用手理顺，然后折几个弯，再找一根扎带将它们捆起来即可。而对于电源线，先用手将电源线理顺，将不用的电源线放在一起，用扎带捆起来，避免不用的电源线散落在机箱内。

    经过一番整理后，机箱内部整洁了很多，这样做不仅有利于散热，而且方便日后各项添加或拆卸硬件的工作。整理机箱的连线还可以提高系统的稳定性。

最后，再仔细检查各部分的连接情况，确保无误后，把主机的机箱盖盖上，上好螺丝。至此，硬件的安装就完成了。

总之，安装计算机是一件细致的工作，必须仔细，以免造成不必要的损失。

第六章  BIOS设置基础

6.1  BIOS概述

BIOS是计算机系统启动和正常运转的基石，对BIOS的设置是否合理在很大程度上决定着主板、甚至整台计算机的性能。在组装电脑时，都提到BIOS设置的问题，下面就来讨论这些问题。

6.1.1  认识BI0S

BIOS(Basic Input／Output System)是指基本输入／输出系统。它是计算机中最基础、最重要的程序，负责控制系统全部硬件的运行，又为高层软件提供基层调用。这段程序存放在主板上的一个存储器(芯片)中，这块芯片是只读存储器(Read Only Memory，ROM)芯片，通常称为BIOS芯片，又称为ROMBIOS。

最早的BIOS是一些用来在开机时检验硬件设备的程序和基本的I／O启动代码。它为计算机提供最低级、最直接的硬件控制(中断控制指令)。计算机的原始操作都是遵循固化在BIOS里的内容来完成的。后来又插入了各种各样的模块(如PNP模块、电源管理模块等)，使得BIOS功能更加完善。

随着计算机技术的进步和用户需求的不断提高，计算机的品牌越来越多，所使用的硬件设备由于用户的不同需求而在品牌、性能等方面存在很大差异。同一主板可以配置不同的CPU、不同的硬盘、不同的外部设备。以硬盘为例，就存在着硬盘容量大小和接口类型及其所支持的数据存取模式等方面的不同。由于这些硬件设备存在着很大的差异，因而与它们对应的参数配置也不同。因此，在使用计算机之前，一定要合理确定所使用的硬件配置和参数，并将它们存储到计算机中，以便计算机启动时能够正确地识别这些硬件。这项工作就需要通过BIOS设置来完成，尤其对于自己组装的计算机，正确地设置BIOS就显得格外重要了。

另一方面，由于BIOS还有另外一个重要功能，那就是测试安装在主板上的部件能否正常工作，并为其提供驱动程序接口，设定系统相关配置的状态。因此，当系统配置与原CMOS参数不符合，CMOS参数遗失或系统不稳定时，就需要进入BIOS设置程序，以重新配置正确的系统设置。

    BIOS芯片一般插在主板上专用的芯片插槽里，有的直接焊在主板上，上面贴有激光防伪标签。目前主板上的BIOS，按出厂商来分，主要有Award、AMI、Phoenix等3种。

Award BIOS是由Award Software公司开发的BIOS产品，功能较为齐全，支持许多新硬件，目前市面大多数主板都采用了这种BIOS。

AMI BIOS是AMI公司出品的BIOS系统软件，开发于20世纪80年代中期，早期的286、386大多采用AMI BIOS，它对各种软、硬件的适应性好，能保证系统性能的稳定，到20世纪90年代后，随着绿色节能电脑的出现，AMI却没能及时推出新版本来适应市场，从而慢慢淡出了市场。

Phoenix BIOS是Phoenix公司产品，多用于高档的原装品牌机和笔记本电脑上，其画面简洁，便于操作。

6.1.2 BIOS与CMOS的区别
BIOS与CMOS并不是相同的概念，BIOS是指一组计算机程序，该程序保存在主板上的一块EPROM或Flash ROM芯片中，有时也将放置BIOS程序的芯片，简称为BIOS。BIOS包括对系统硬件支持的重要中断程序、设置系统参数的设置程序(BIOS Setup程序)、开机对硬件检测的程序等。

    CMOS则是计算机主板上的一块可读写的RAM芯片，用来保存当前系统的硬件配置情况以及时间日期等信息。CMOS芯片由系统电源和主板上的可充电电池供电，该种芯片的功耗非常低，即使系统断电，也可由主板上的备用电池供电，能维持其所保存的数据在几年内不会丢失。

要修改CMOS中的各项参数则必须通过BIOS设置程序来完成，因此BIOS设置也称为CMOS设置。因而也就有了笼统的BIOS设置和CMOS设置的说法。准确的说法应该是通过BIOS设置程序对系统参数进行设置与修改，这些数据保存在CMOS中。

6.2  BIOS的设置

开启计算机或重新启动计算机后，在屏幕显示“Waiting……”时，按下“Del”键就可以进入CMOS的设置界面。要注意的是，如果按得太晚，计算机将会启动系统，这时只有重新启动计算机了。大家可在开机后立刻按住Delete键直到进入CMOS。进入后，你可以用方向键移动光标选择CMOS设置界面上的选项，然后按Enter进入副选菜单，用ESC键来返回父菜单，用PAGE UP和PAGE DOWN键来选择具体选项，F10键保留并退出BIOS设置。
下面我们以常见的Award的BIOS为例，说明BIOS设置程序的正确使用。其它厂商的BIOS设置程序基本功能类似，用户可以参考主板的说明书。
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图6.1 BIOS程序的主界面

6.2.1 Standard CMOS Features（标准CMOS设定）
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图6.2 标准CMOS设定

日期和时间 Date and Time：这个项目显示了你的计算机保持的当前日期和时间。如果你运行Windows操作系统，每当你改变系统内的日期和时间时这项也会自动升级。
日期和时间项目的下面是硬盘的设置，Primary Master是第一组IDE主设备；Primary Slave是第一组IDE从设备；Secondary Master是第二组IDE主设备；Secondary Slave是第二组IDE从设备。这里的IDE设备包括了IDE硬盘和IDE光驱，第一、第二组设备是指主板上的第一、第二根IDE数据线，一般来说靠近芯片的是第一组IDE设备，而主设备、从设备是指在一条IDE数据线上接的两个设备，大家知道每根数据线上可以接两个不同的设备，主、从设备可以通过硬盘或者光驱的后部跳线来设定。按下回车键后会出现下列显示：
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图6.3 硬盘设置的界面
IDE 硬盘自检 IDE HDD Auto-Detection：如果想让设置程序自动检测和配置接在IDE通道上的IDE设备，选中后按Enter键。系统会自动检测硬盘的类型。 

IDE 主从设备的参数设置IDE Primary/Secondary Master/Slave：如果设置这项为Auto，系统将自动检测并配置在主板上找到的所有IDE驱动器。如果寻找设备失败，您可设定该项为Manual（手动），可通过输入后面的硬盘特性参数 (Capacity, Cylinder, Head, Pre-comp, etc.)手动定义硬盘。 如果需要获得驱动器的参数的信息，查看驱动器的包装。如果没有接设备，设置为None（没有）。 
存取模式 Access Mode：这项定义访问的IDE 硬盘方式，比如LBA ，设置为Auto 系统将自动采用用最快的方式对硬盘存取操作。按Esc键关闭IDE设备菜单，回到标准CMOS设置

Drive A/Drive B ：这项定义接在主板上的软驱的参数。主板一般可接一个或两个软驱。模式3软驱是3.5英寸、容量1.2 MB的软驱。模式3软驱是日本常见的一种驱动器。

Video (EGA/VGA)：该项定义显卡类型，通常须保留缺省值。 
Halt On (All Errors)：这项定义了系统POST（开机自检Power On Self Test）的操作。使用这项来选择哪些POST的错误类型使系统完全停机。

基本内存、扩展内存、总内存：这项在系统启动时自动检测并显示。这些仅仅被显示而不能做更改。 
6.2.2 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设定)

Anti-Virus Protection (Disabled)：当这项设置为enabled ,他能提供一些保护措施防止试图改写启动区和文件分区表的病毒的破坏。该项缺省是关闭的（Disabled ），当安装操作系统软件时需要关闭该功能。

CPU L1 and L2 Cache (Enabled)：所有可安装到该主板上的处理器都有（LI）和(L2)内部缓存来提高性能，为了更好的性能采用这项的默认值，通常只有在检测系统何处故障时，才会将其设为“Disabled”。

开机快速自检 Quick Power On Self Test (Enabled)：允许缩短开机自检(POST) 可使系统启动的更快。当设为“Enabled”时系统在开机自我测试时会缩短或跳过某些检查。当确信硬件系统运行稳定后，可以开启此项。

第一、二、三顺序启动驱动器 First/Second/Third Boot Device ：当电源打开后，在这三个驱动器中选择一个设为优先来启动操作系统。如果要安装操作系统，就要设定光驱为第一启动设备。
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图6.4 高级BIOS功能设定
其他启动驱动器 Boot Other Device (Enabled)：如果打开这项，系统在第一、二、三启动驱动器不能启动时寻找其他所有的驱动器启动系统。

交换软驱盘符 Swap Floppy Drive (Disabled)： 如果系统接有两个软驱，此选项设为“Enabled”允许交换盘符，则A软驱将会被视为B软驱，则B软驱将会被视为A软驱。

软驱自检 Boot Up Floppy Seek (Disabled)：当设为“Enabled”时，BIOS会在系统开机自我测试时，将软驱的读写头来回移动一次，测试是否正常。

启动后 NumLock 键状态 Boot Up NumLock Status (On)：设定为“on”时, Numlock灯会在启动时自动打开。 
Gate A20 Option (Fast)：这个选项设定对gate A20的处理方式，gate A20功能是对IMB以上的内存定址用的，是留给更早的一代处理器处理更早的软件的，目前一般均由系统芯片组处理Gate A20（预设值为Fast）。请保留预设置。

BIOS Write Protect (Disabled)：此选项提供对BIOS防写功能设置。 
密码要求设置 Security Option (Setup)：如果设置了密码保护，此选项可设定密码是在每次开机都检查或是在每次执行BIOS设定时才检查。如设定为SETUP，则进入BIOS设置程序时屏幕会提示输入口令（普通用户口令或超级用户口令，普通用户无权修改BIOS设置），不知道口令则无法进行BIOS设置；如设定为SYSTEM则每次开机均要求用户输入口令，否则无法进入系统。如果忘记口令，就只好打开机箱对CMOS进行放电操作，清楚设置的密码，具体可以参考主板的说明书。
HDD S.M.A.R.T Capability (Disabled)：S.M.A.R.T.系统是一个驱动器运行的监听预报的诊断技术（见前硬盘章节）。 S.M.A.R.T. 程序监视驱动器内部的马达、介质、磁头、电子设备的可靠性。如果预报驱动失败，程序警告用户将发生的情况并建议适当的进行数据保护。

报告操作系统是否有软驱 Report No FDD For WIN 95 (Yes)：在没有软驱的情况下运行Windows 95应设置为默认值。

Video BIOS Shadow (Enabled)：此项确定是否将VIDEO BIOS 驻留内存以便快速执行。 Small Logo (EPA) Show (Disabled)：确定在系统启动时，是否出现环保标志。 

6.2.3 Advanced Chipset Features（高级芯片组功能设置）
这个选项列出了主板芯片的工作参数，你应该让这页保持默认值，除非你非常熟悉你系统硬件的技术规范，如果错误的改变这些值，系统会变得不稳定。 
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图6.5 高级芯片功能设定
DRAM Clock/Timing Control：移动光标到主菜单的此项，按[Enter]键出现下面信息：
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图6.6 内存参数设定
这里主要是有关内存的一些参数的设定，一般不要改变这些设定值。

AGP & P2P Bridge Control：点击这项将显示下列选项表，主要是有关显卡的一些设定。

[image: image40.png]AGP Aperture Size [128mB] tem Help
Graphic Window WR Combin ~ [Enabled]

Wenu Level B





图6.7 显卡功能的设定
Prefetch Caching (Disabled)：打开PCI 预缓冲，打开此项提高性能。 
System BIOS Cacheable (Disabled)：这个选项允许为了加快执行可在内存中建立系统的缓存。为了更好的性能，请使用默认值。

Video RAM Cacheable (Disabled)：这个选项允许为了加快执行可在内存中建立视频RAM的缓存。为了更好的性能，请使用默认值。

Memory Hole at 15M-16M (Disabled)：此项功能是为ISA扩展设备预留内存占用空间。 
6.2.4 外部设备选项 Integrated Peripherals 

这个菜单的选项设置接在系统输入输出口的外部设备的参数。 
OnChip IDE Device：点击这项将显示下列选项表：
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图6.8 外部设备参数的设定
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图6.9 主板IDE接口参数的设定
Internal PCI/IDE (Both)：设定是否开启IDE口。 
IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO (Auto)：每个IDE通道支持主和从两个驱动器，这四个选项定义IDE设备的程序输入输出(Programmed Input/Output)类型。您可设为Auto，让系统自动检测设备PIO类型，或者您设置PIO模式从0-4。 
IDE Primary/Secondary Master/Slave UltraDMA (Auto)：每个IDE通道支持主和从两个驱动器，这个主板支持UltraDMA 技术，提供更快的访问IDE设备的速度。如果安装了一个支持UltraDMA 的设备，选取此项为自动。 
IDE DMA transfer access (Enabled)：开启 IDE DMA通道。 
IDE Burst Mode (Enabled) ：开启 PCI IDE 主通道传输缓存。 

按 <Esc>返回 the Integrated Peripherals 选项。

PCI Device：移动光标到主菜单的此项，按[Enter]键出现下面信息：
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图6.10 主板PCI接口设备参数设定
这些芯片功能一般整合在南桥芯片的内部。

USB Controller (Enabled)：如果在计算机上使用USB设备，请使用默认值（打开）。

USB Ports Number (6 Ports)：设置USB接口的使用数量。 
USB 2.0 Support (Enabled)：如果你的系统支持USB 2.0可使用这项设置。

USB Keyboard Support (Disabled)：如果你想在DOS下使用USB键盘，打开此项，但是它不支持热插拔。 
AC97 AUDIO (Enabled)：用这个选项可以打开或关闭在主板上集成的声卡，如果您要安装一个外加的PCI声卡，请关掉此项。

Modem (Enabled)：用这个选项可以打开或关闭在主板上集成的MODEM。

10/100M ETHERNET (Enabled)：用这个选项可以打开或关闭在主板上集成的LAN。
按 <Esc>返回 the Integrated Peripherals 选项。

Onboard SuperIO Device：移动光标到主菜单的此项，按[Enter]键出现下面信息：
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图6.11 主板I/O接口设备参数设定
Onboard FDC Controller (Enabled)：这项可打开集成在主板上的软驱控制器。 
Onboard Serial Port 1 (3F8/IRQ4) ：设置COM1 I/O地址和中断地址。

Onboard Serial Port 2 (2F8/IRQ3)：设置COM2 I/O地址和中断地址。 
UART Mode Select (Normal)：这个选项允许设置主板上串口模式，选择项有常规的红外线传输协议IrDA或ASKIR。IrDA是一个具有115.2K bps最大波特率的红外线传输协议。ASKIR是一个夏普的最大波特率为57.6K bps的快速红外线传输协议。

UR2 Duplex Mode (Half)：当UART 2模式选择设置成ASKIR or IrDA.时，这个选项允许你决定在主板上红外线的检测芯片是使用全双工还是半双工的红外线功能。全双工意味着可以同时接收和发送信息。半双工可以接收和发送信息但在同一时刻只能单向传输数据。

Onboard Parallel Port (378/IRQ7)：此项用于给主机板的并口指派一个输入输出（I/O）地址和中断（IRQ）。 
Parallel Port Mode (ECP) ：设置并口数据传输协议类型，可选参数为SPP（standard Parallel Port），EPP（Enhanced Parallel Port），ECP (Extended Capabilities Port)和ECP+EPP。SPP仅允许数据输出，ECP和EPP支持双向的模式。两者都允许数据输入和输出，ECP和EPP模式仅支持他们两者所能是支持的外围设备。

ECP Mode Use DMA (3)：当主板上得并口设置成ECP模式时，打印口使用DMA3或DMA1。

按 <Esc>返回 the Integrated Peripherals。 
IDE HDD Block Mode (Enabled)：此项允许你的硬盘控制器使用快速的区块传输模式。区块传输模式允许BIOS自动检测驱动器能支持的读取和写入每扇区模块的最佳数值，以提高访问IDE设备的速度。 
6.2.5 电源管理设置 Power Management Setup Option 

此项控制系统的电源管理，高效率的使用电源。系统可支持多种电源等待模式，包括硬盘停转、关闭视频等。一般可以使用默认值，这里不再详述。
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图6.12 电源管理功能的设定
6.2.6 PnP/PCI 系统设定 PNP/PCI Configurations 

下表显示的选项设置即插即用PNP (Plug and Play) 和 PCI 扩展卡包括ISA和PCI在主板上系统总线的IRQ和DMA。必须通过PnP/PCI Configurations Setup设定正确的分配IRQ和DMA的值，否则主板可能不能正确的工作。

[image: image46.png]Reset Configuration Data [Disabled] tem Help

Resources Controlled by [Auto(ESCD)] eT——

X IRQResources Press Enter e o
PCIVGA Palette Snoop [Disabled] Seioct Enabled to reset
INT Pin 1 Assignment {Auto] Extonded Sysem Con.
INT Pin 2 Assignment {Auto] fouradon Dota (£50)
INT Pin 3 Assignment {Auto] hen you xi Setup fyou
INT Pin 4 Assignment [Auto] have installed a new add-
INT Pin 5 Assignment {Auto] on and e systemrecon.
INT Pin 6 Assignment {Auto] figuration has caused
INTPin T Assignment [Auto] such a serious confiict
INT Pin 8 Assignment fhuto] thatthe O cannot boot





图6.13 PnP/PCI的系统设定
6.2.7硬件状态检测 PC Health Status Option 

现在的主板一般都支持硬件检测， 这项可以监测核心电压、临界温度和风扇转速等参数。 

[image: image47.png]‘Shutdown Temperature [Disabled) tem Help
U Core Voltage
vee 18V WMenu Level B

vee
vee

Htage Battery
U Temperature
stem Temperature
U Fan Speed

S Fan Speed
BAK Fant Speed





图6.13 硬件检测
6.2.8 频率/电压控制 Frequency/Voltage Control 

这项用于设置系统的系统总线时钟，主板会自动根据处理器类型设置时钟和总线速度以及处理器的工作电压。

6.2.9 载入 BIOS 安全预设值选项（Load Fail-Safe Defaults Option）
这个选项打开的对话框让你在整个设置应用程序里，对所有适当项目安装BIOS缺省值。按[Y]键，然后按Enter安装缺省值。按[N]键，然后按Enter不安装缺省值。BIOS缺省值对于系统的性能不是很好，但比较稳定。如果你的系统性能不稳，试着在你的系统再次准备运行前安装BIOS缺省值。如果你只想为某一特定的选项安装BIOS缺省值，选择和显示那选项，然后按[F6]键。 
6.2.10 载入优化预设值选项（Load Optimized Defaults Option） 

这个选项打开的对话框让你在整个设置应用程序里，对所有适当项目载入最优化设定值。按[Y]键，然后按Enter载入最优化设定值。按[N]键，然后按Enter不载入最优化设定值。载入最优化设定值对于系统是很必要，它使元件的性能水平可以更强，例如CPU和内存。如果你载入最优化设定值，当你的硬件不支持它们时，可以引起致命错误或不稳定。如果你只想为某一特定的选项安装BIOS缺省值，选择和显示那选项，然后按[F7]键。

6.2.11Set Supervisor/User Password 

当这项被选择时，下面系统会提示你如何设置密码。Supervisor Password 比User Password更具有优先权。你可以用Supervisor Password进入系统或更改BIOS 设置。如果Supervisor Password 被激活后你用User Password能进入系统和BIOS，但不能修改BIOS。

6.2.12存储并退出选项 Save & Exit Setup Option 

将选择栏移至此选项后，按下Enter键，然后按下Y键存储退出或按N键返回主菜单。 
6.2.13不保存退出Exit Without Saving 

将选择栏移至此选项后，按下Enter键，然后按下Y键不存储退出或按N键返回主菜单。

    至此，一台电脑在硬件上的安装就全部完成了。要使电脑运行起来，还要对硬盘进行分区和格式化，安装操作系统软件，安装各种驱动驱动程序，如显卡、声卡、主板芯片组的驱动程序。最后，还要根据用途，安装各种各样的应用程序。由于篇幅所限，这里就不再介绍了。
图1.1  第一台IBM PC机





图1.3  人体工程学键盘





图2.3 Intel 8086微处理器





图2.4 80286微处理器








图2.5  80386微处理器





图2.6 80486微处理器





图2.7 Pentium处理器





图2.8 Pentium MMX处理器





图2.9 Pentium II微处理器                 图2.10 Celeron 微处理器





图2.11 Coppermine结构的PIII处理器和赛扬处理器





图2.12 P4微处理器





图2.13 Itanium处理器





图4.1 硬盘的外观





图4.3 硬盘的的内部结构





图5.3 用于P4电脑的ATX 12V 电源





图5.4 P4电源增加的4pin插头





图5.5 P4电源对主板供电的20pin插头





图5.7 主要为软驱供电的小4pin电源接头





图5.6 主要为光驱和硬盘供电的大4pin电源接头，提供+5V和+12V的电压
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